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Manipulacion del equipo

Instrucciones de seguridad

Requisitos previos

Utilice las siguientes reglas de seguridad para proteger su computadora de posibles dafios y garantizar su seguridad personal. A menos que
se especifique lo contrario, para cada procedimiento incluido en este documento se presuponen las condiciones siguientes:

e Ha leido la informacion sobre seguridad que venia con su equipo.

e Se puede reemplazar un componente o, si se adquirié por separado, instalarlo realizando el procedimiento de extraccion en orden
inverso.

Sobre esta tarea

A AVISO: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para
obtener informacién adicional sobre las practicas recomendadas, consulte Pagina principal de cumplimiento normativo.

Muchas de las reparaciones deben ser realizadas anicamente por un técnico de servicio autorizado. El
usuario debe llevar a cabo Gnicamente las tareas de solucién de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en
la documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y soporte en linea o telefénico. La garantia no
cubre los dafios por reparaciones no autorizadas por Dell. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se incluyen con el
producto.

Para evitar descargas electrostaticas, toque tierra mediante el uso de un brazalete antiestatico o toque
periddicamente una superficie metalica no pintada al mismo tiempo que toca un conector de la parte posterior del
equipo.

Manipule los componentes y las tarjetas con cuidado. No toque los componentes ni los contactos de
una tarjeta. Sujete la tarjeta por los bordes o por el soporte de montaje metalico. Sujete un componente, como un
procesador, por sus bordes y no por sus patas.

Cuando desconecte un cable, tire de su conector o de su lengiieta de tiro, no tire directamente del cable.
Algunos cables tienen conectores con lenglietas de bloqueo; si va a desconectar un cable de este tipo, antes presione las
lengiietas de bloqueo. Mientras tira de los conectores, manténgalos bien alineados para evitar que se doblen las patas.
Ademas, antes de conectar un cable, asegurese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.

@ NOTA: Desconecte todas las fuentes de energia antes de abrir la cubierta o los paneles del equipo. Una vez que termine de trabajar
en el interior del equipo, vuelva a colocar todas las cubiertas, paneles y tornillos antes de conectarlo a la fuente de alimentacion.

Tenga cuidado cuando maneje baterias de iones de litio en laptops. Las baterias hinchadas no se deben
utilizar y se deben reemplazar y desechar correctamente.

NOTA: Es posible gque el color del equipo y de determinados componentes tengan un aspecto distinto al que se muestra en este
documento.

®

El sistema se apagara si las cubiertas laterales se quitan mientras esta en funcionamiento. El sistema no
se encendera si la cubierta lateral no esta colocada.

Antes de manipular el interior de la computadora

Sobre esta tarea

Para evitar dafios en el equipo, realice los pasos siguientes antes de empezar a manipular su interior.
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Pasos

Asegurese de leer las instrucciones de seguridad.
Asegurese de gue la superficie de trabajo sea plana y esté limpia para evitar que se raye la cubierta del equipo.
Apague el equipo.

N N

Desconecte todos los cables de red del equipo.

Para desenchufar un cable de red, desconéctelo primero del equipo y, a continuacion, del dispositivo
de red.

5. Desconecte su equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentacion eléctrica.
6. Mantenga pulsado el botdn de encendido con el equipo desenchufado para conectar a tierra la tarjeta madre.

@ NOTA: Para evitar descargas electrostéticas, togue tierra mediante el uso de un brazalete antiestatico o togque periddicamente al
mismo tiempo una superficie metélica no pintada como por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo.

Precauciones de seguridad

Las precauciones de seguridad capitulo se detallan los pasos principales que se deben realizar antes de realizar cualquier instrucciones de
desmontaje.

Al realizar cualquier procedimiento de instalacién o correcciéon que implique montaje o desmontaje, tenga en cuenta las siguientes
precauciones de seguridad:

e Apague el sistema y todos los periféricos conectados.

e Desconecte el sistema y todos los periféricos conectados en modo de alimentacion de CA.
e Desconecte todos los cables de red, teléfono o lineas de telecomunicaciones del sistema.
[ )

Utilice un campo de ESD kit de servicio al trabajar en el interior cualquier tabletportatilescritorio para evitar dafios por descarga
electrostética (ESD).

Después de extraer un componente del sistema, coléguelo con cuidado encima de una alfombrilla antiestatica.
Use zapatos con suelas de goma suave y no conductora para reducir la posibilidad de infectarse electrocutado.

Alimentacion en modo de espera

Productos Dell con energia en modo de espera debe estar desenchufado antes de abrir el caso. Los sistemas que incorporan energia en
modo de espera son esencialmente encendido mientras apagado. La alimentacion interna permite que el sistema se encienda de manera
remota (Wake on LAN) y suspendida en un modo de suspension y cuenta con otras opciones avanzadas funciones de administracion de
energia.

Desconecte la alimentacion de CA del sistema, presione y mantenga presionado el botdn de encendido durante 15 segundos para
descargar la energia residual del sistema placa base.

Bonding (Enlaces)

El bonding es un método para conexion de dos o mas los conductores de toma a tierra a la misma toma potencial. Esto se realiza mediante
el uso de una servicio de campo por descarga electrostatica (ESD) kit de rieles. Cuando conecte un cable bonding, aseglrese de que esté
conectada directamente al metal y no a un pintado o superficie no metélico. La mufiequera debe ser segura y en pleno contacto con la piel
y asegurese de eliminar todas las joyas, como relojes, pulseras, anillos téricos antes de enlace o su cuerpo y del equipo.

Proteccion contra descargas electrostaticas (ESD)

LLa ESD es una preocupacion importante cuando se manipulan componentes electronicos, especialmente componentes sensibles como
tarjetas de expansion, procesadores, memorias DIMM vy tarjetas madre del sistema. Cargas muy ligeras pueden dafiar los circuitos de
maneras que tal vez no sean evidentes y causar, por ejemplo, problemas intermitentes o acortar la duracion de los productos. Mientras la
industria exige requisitos de menor alimentacién y mayor densidad, la proteccion contra ESD es una preocupacion que aumenta.

Debido a la mayor densidad de los semiconductores utilizados en los ultimos productos Dell, la sensibilidad a dafios estéticos es
actualmente mas alta que la de los productos Dell anteriores. Por este motivo, ya no se pueden aplicar algunos métodos previamente
aprobados para la manipulacion de piezas.

Dos tipos reconocidos de darfios por ESD son catastroficos e intermitentes.

6 Manipulacion del equipo



Catastroéficos: las fallas catastréficas representan aproximadamente un 20 por ciento de las fallas relacionadas con la ESD. El darfio
origina una pérdida total e inmediata de la funcionalidad del dispositivo. Un ejemplo de falla catastréfica es una memoria DIMM que

ha recibido un golpe estatico, lo que genera inmediatamente un sintoma "No POST/No Video" (No se ejecuta la autoprueba de
encendido/no hay reproduccion de video) con un cédigo de sonido emitido por falta de memoria 0 memoria no funcional.
Intermitentes: las fallas intermitentes representan aproximadamente un 80 por ciento de las fallas relacionadas con la ESD. La alta
tasa de fallas intermitentes significa que la mayor parte del tiempo no es facil reconocer cuando se producen darios. La DIMM recibe
un golpe estético, pero el trazado tan solo se debilita y no refleja inmediatamente los sintomas relacionados con el dafio. El seguimiento
debilitado puede tardar semanas 0 meses en desaparecer y, mientras tanto, puede causar degradacion en la integridad de la memoria,
errores intermitentes en la memoria, etc.

El tipo de dafio mas dificil de reconocer y solucionar es una falla intermitente (también denominada latente).

Realice los siguientes pasos para evitar dafios por ESD:

Utilice una pulsera de descarga electrostatica con cable que posea una conexion a tierra adecuada. Ya no se permite el uso de
mufiequeras antiestéticas inalambricas porque no proporcionan proteccion adecuada. También, tocar el chasis antes de manipular las
piezas no garantiza la adecuada proteccion contra ESD en piezas con mayor sensibilidad a dafios por ESD.

Manipule todos los componentes sensibles a la electricidad estética en un area segura. Si es posible, utilice aimohadillas antiestéaticas
para el suelo y la mesa de trabajo.

Cuando saque un componente sensible a la estatica de la caja de envio, no saque el material antiestatico del componente hasta que
esté listo para instalarlo. Antes de abrir el embalaje antiestético, asegurese de descargar la electricidad estatica del cuerpo.

Antes de transportar un componente sensible a la estéatica, coldquelo en un contenedor o un embalaje antiestatico.

Juego de ESD de servicio en terreno

El kit de servicio de campo no supervisado es el kit de servicio que mas se utiliza habitualmente. Cada juego de servicio en terreno incluye
tres componentes principales: un tapete antiestatico, una pulsera antiestatica y un cable de enlace.

Componentes de un juego de servicio en terreno de ESD

Los componentes de un kit de servicio de campo de ESD son los siguientes:

Alfombrilla antiestatica: la alfombirilla antiestéatica es disipativa y las piezas se pueden colocar sobre esta durante los procedimientos
de servicio. Cuando se utiliza una alfombrilla antiestatica, se debe ajustar la mufiequera y el cable de conexidn se debe conectar a

la alfombrilla y directamente a cualquier pieza de metal del sistema en el que se esta trabajando. Cuando esta todo correctamente
dispuesto, se pueden sacar las piezas de servicio de la bolsa antiestatica y colocar directamente en el tapete. Los elementos sensibles a
ESD estan seguros en la mano, en la alfombirilla antiestéatica, en el sistema o dentro de una bolsa.

Brazalete y cable de conexién: el brazalete y el cable de conexion pueden estar conectados directamente entre la mufieca y metal
descubierto en el hardware si no se necesita el tapete ESD, o se los puede conectar al tapete antiestéatico para proteger el hardware
que se coloca temporalmente en el tapete. La conexion fisica de la pulsera y el cable de enlace entre la piel, el tapete contra ESD vy el
hardware se conoce como enlace. Utilice solo juegos de servicio en terreno con una pulsera, un tapete y un cable de enlace. Nunca
use pulseras inaldmbricas. Siempre tenga en cuenta que los cables internos de un brazalete son propensos a dafiarse por el desgaste
normal, y deben verificarse con regularidad con un probador de brazalete a fin de evitar dafiar el hardware contra ESD de manera
accidental. Se recomienda probar la mufiequera y el cable de conexidn al menos una vez por semana.

Probador de pulseras contra ESD: |os alambres dentro de una pulsera contra ESD son propensos a dafiarse con el tiempo. Cuando
se utiliza un kit no supervisado, es una mejor practica probar periédicamente la correa antes de cada llamada de servicio y, como
minimo, realizar una prueba una vez por semana. Un probador de pulseras es el mejor método para realizar esta prueba. Si no tiene

su propio probador de pulseras, consulte con su oficina regional para saber si tienen uno. Para realizar la prueba, conecte el cable de
enlace de la pulsera al probador mientras esta en la mufieca y presione el botdn para probar. Un indicador LED verde se enciende si la
prueba es satisfactoria; un indicador LED rojo se enciende y suena una alarma si la prueba falla.

Elementos aislantes: es muy importante mantener los dispositivos sensibles a ESD, como las cajas de plastico de los disipadores de
calor, alejados de las piezas internas que son aislantes y a menudo estdn muy cargadas.

Entorno de trabajo: antes de implementar un juego de ESD de servicio en terreno, evalle la situacion en la ubicacion del cliente. Por
ejemplo, la implementacion del kit para un entorno de servidor es diferente a la de un entorno de equipo de escritorio o portétil. Los
servidores suelen instalarse en un bastidor dentro de un centro de datos; los equipos de escritorio o portatiles suelen colocarse en
escritorios o cubiculos de oficinas. Siempre busque una zona de trabajo grande, abierta, plana y ordenada con lugar suficiente como
para implementar el kit de ESD con espacio adicional para alojar el tipo de sistema que se esta reparando. El area de trabajo también
debe estar libre de materiales aislantes que puedan producir un evento de ESD. En el &rea de trabajo, los aislantes como poliestireno
extruido y otros plasticos siempre deben alejarse, al menos, 30 cm o 12 pulg. de las piezas sensibles antes de manipular fisicamente los
componentes del hardware

Embalaje contra ESD: todos los dispositivos sensibles a ESD deben enviarse y recibirse en embalajes antiestaticos. Es preferible
usar bolsas de metal con proteccion contra la estatica. Sin embargo, siempre debe devolver la pieza dafiada utilizando la misma bolsa
antiestatica y el mismo embalaje contra ESD con los que se envia la pieza nueva. Se debe doblar y cerrar con cinta adhesiva la bolsa
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antiestética y se debe utilizar todo el mismo material embalaje de espuma en la caja original en que se entrega la pieza nueva. Los
dispositivos sensibles a ESD se deben quitar del embalaje y se deben colocar solamente en una superficie de trabajo protegida contra
ESD, y las piezas nunca se deben colocar sobre la bolsa antiestatica porque solo la parte interior de la bolsa esta protegida. Coloque
siempre las piezas en la mano, en el tapete contra ESD, en el sistema o dentro de una bolsa antiestatica.

e Transporte de componentes sensibles: cuando transporte componentes sensibles a ESD, como, piezas de reemplazo o piezas que
hay que devolver a Dell, es muy importante que las coloque dentro de bolsas antiestaticas para garantizar un transporte seguro.

Resumen sobre la proteccion contra descargas eléctricas

Se recomienda que todos los técnicos de servicio de campo utilicen la mufiequera tradicional con conexién a tierra de ESD con cable y una
alfombrilla antiestatica protectora en todo momento cuando reparen productos Dell. Ademas, es importante que los técnicos mantengan
las piezas sensibles separadas de todas las piezas aislantes mientras se realiza el servicio y que utilicen bolsas antiestéaticas para transportar
los componentes sensibles.

Transporte de componentes delicados

Cuando transporte componentes sensibles a descarga electroestatica, como, piezas de reemplazo o piezas que hay que devolver a Dell, es
muy importante que las coloque dentro de bolsas antiestaticas para garantizar un transporte seguro.

Elevacion del equipo

Siga las pautas que se indican a continuacion cuando deba levantar un equipo pesado:
No levante un peso superior a 50 libras. Siempre obtenga recursos adicionales o utilice un dispositivo
mecanico de elevacion.

1. Asegurese de tener un punto de apoyo firme. Algje los pies para tener mayor estabilidad y con los dedos hacia fuera.

2. Apriete los musculos del abdomen. Los musculos del abdomen le proporcionaran el soporte adecuado para la espalda y le ayudaran a
compensar la fuerza de la carga.

8. Levante el equipo con la ayuda de las piernas, no de la espalda.
4. Mantenga la carga cerca del cuerpo. Cuanto més cerca esté a su columna vertebral, menos fuerza tendré que hacer con la espalda.

5. Mantenga la espalda derecha cuando levante o cologue en el piso la carga. No agregue el peso de su cuerpo a la carga. Evite torcer su
cuerpo y espalda.

6. Siga las mismas técnicas en orden inverso para dejar la carga.

Después de manipular el interior del equipo

Sobre esta tarea

Una vez finalizado el procedimiento de instalacion, asegurese de conectar los dispositivos externos, las tarjetas y los cables antes de
encender el equipo.

Pasos

1. Conecte los cables de red al ordenador.

Para conectar un cable de red, enchifelo primero en el dispositivo de red y, después, en el equipo.

2. Conecte el equipo y todos los dispositivos conectados a la toma eléctrica.
3. Encienda la computadora.

4. De ser necesario, ejecute ePSA diagnostics (Diagnéstico de ePSA) para comprobar que la computadora esté funcionando
correctamente.
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Componentes principales del sistema

Cubierta del sistema

Switch de intrusiones

Bateria de tipo boton

Unidad de estado sélido (SSD) PCle M.2
Tarjeta de expansion

Backplane de disco duro

Chasis

Bisel frontal

Filtro antipolvo

. Ensamblaje del disco duro

. Tarjeta madre

. Ventilador del sistema

. Disipador de calor

. Placa de distribucion de alimentacion
. Backplane de disco duro

. Conducto de aire

Componentes principales del sistema



@ NOTA: Dell proporciona una lista de componentes y sus nimeros de referencia para la configuracion del sistema original adquirida.
Estas piezas estan disponibles de acuerdo con la cobertura de la garantia adquirida por el cliente. Pongase en contacto con el
representante de ventas de Dell para obtener las opciones de compra.
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Tecnologia y componentes

Caracteristicas de USB

El Bus serie universal, o USB, se introdujo en 1996. Simplific6 enormemente la conexidn entre computadoras host y dispositivos periféricos
como ratones, teclados, controladores externos e impresoras.

La taba que aparece a continuacién ofrece un breve resumen de la evoluciéon del USB.

Tabla 1. Evoluciéon del USB

Tipo Velocidad de transferencia de datos | Categoria Afio de introduccién
USB 2.0 480 Mb/s Alta velocidad 2000
USB 3.0/USB 3.1Gen 1 |5 Gb/s Velocidad extra 2010
USB 3.1Gen 2 10 Gbps Velocidad extra 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (USB SuperSpeed)

Desde hace arios, el USB 2.0 se ha establecido firmemente como el estandar de interfaz de facto en el mundo de las computadoras, con
unos 6 mil millones de dispositivos vendidos. De todos modos, la necesidad de brindar una mayor velocidad sigue aumentando debido a
los hardware informéticos cada vez més rapidos y a las demandas de ancho de banda mas exigentes. La especificacion USB 3.0/USB 3.1
Gen 1 por fin tiene la respuesta a las demandas de los consumidores, con una velocidad estimada 10 veces mayor que la de su predecesor.
En resumen, las caracteristicas del USB 3.1 Gen 1 son las siguientes:

Velocidades de transferencia superiores (hasta 5 Gb/s)

Aumento maximo de la alimentacion del bus y mayor consumo de corriente de dispositivo para acomodar mejor a los dispositivos con
un alto consumo energético

Nuevas funciones de administracion de alimentacion

Transferencias de datos duplex completas y compatibilidad con nuevos tipos de transferencia

Compatibilidad con versiones anteriores de USB 2.0

Nuevos conectores y cable

Las secciones que se muestran a continuacion tratan algunas de las preguntas mas frecuentes en relacion con la especificacion
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

SUPERSPEED
S USE>
e

Velocidad

Actualmente, hay 3 modos de velocidad definidas segun la especificacion USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 mas reciente. Dichos modos son:
velocidad extra, alta velocidad y velocidad total. El nuevo modo de velocidad extra tiene una velocidad de transferencia de 4,8 Gb/s. Si
bien la especificacidon mantiene los modos de USB Hi-Speed y Full-Speed, conocidos como USB 2.0 y 1.1 respectivamente, los modos mas
lentos siguen funcionando a 480 Mb/s y 12 Mb/s y son compatibles con versiones anteriores.

La especificacion USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ha alcanzado un rendimiento muy superior gracias a los cambios técnicos que se indican a
continuacion:

Un bus fisico adicional que se agrega en paralelo al bus USB 2.0 existente (consulte la imagen a continuacion).

Anteriormente, la especificacion USB 2.0 tenia cuatro cables (alimentacién, conexion a tierra y dos para datos diferenciales). La
especificacion USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 agrega cuatro mas para disponer de dos pares para las diferentes sefiales (recepcion y
transmision), con un total combinado de ocho conexiones en los conectores y el cableado.
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e | aespecificacion USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 utiliza la interfaz de datos bidireccional, en lugar del arreglo de diplex medio de USB 2.0.
Esto aumentara 10 veces el ancho de banda tedrico.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Dado que las exigencias actuales para las transferencias de datos en relacion con el contenido de video de alta definicion, los dispositivos
de almacenamiento de terabyte, las cdmaras digitales con un nimero elevado de megapixeles, etc., son cada vez mayores, es posible

que el USB 2.0 no sea lo suficientemente rapido. Ademéas, ninguna conexion USB 2.0 podria aproximarse al rendimiento maximo tedrico
de 480 Mb/s, lo que hace que la transferencia de datos se realice a 320 Mb/s (40 MB/s): el maximo real actual. De igual modo, las
conexiones USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 nunca alcanzaran los 4,8 Gb/s. Probablemente, veremos una velocidad méaxima real de 400 MB/s con
los proyectores. De este modo, la velocidad de USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 es 10 veces mayor que la de USB 2.0.

Aplicaciones

La especificacion USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 abre el panorama y proporciona més espacio para que los dispositivos ofrezcan una mejor
experiencia en general. Donde antes el video USB era apenas aceptable (desde una perspectiva de resolucion maxima, latencia y
compresion de video), es facil imaginar que con 5 a 10 veces méas de ancho de banda disponible, las soluciones de video USB deberian
funcionar mucho mejor. El DVI de enlace Unico requiere casi 2 Gb/s de rendimiento. Donde antes la capacidad de 480 Mb/s suponia una
limitacion, los 5 Gb/s actuales son méas que alentadores. Con su velocidad prometida de 4,8 Gb/s, el estandar se abrira camino entre
algunos productos que anteriormente no eran habituales para los puertos USB, como los sistemas de almacenamiento RAID externos.

A continuacioén, se enumeran algunos de los productos que cuentan con USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed:

Discos duros externos USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 para computadora de escritorio
Discos duros portatiles USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Adaptadores y estaciones de acoplamiento de unidades USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
Lectores y discos flash USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Unidades de estado sélido USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

RAID USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Unidades Opticas

Dispositivos multimedia

Sistema de red

Concentradores y tarjetas de adaptador USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Compatibilidad

La buena noticia es que la especificacion USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 se ha planificado cuidadosamente desde el principio para coexistir sin
inconvenientes con USB 2.0. En primer lugar, si bien la especificacion USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 indica las nuevas conexiones fisicas y, por lo
tanto, cables nuevos para aprovechar las ventajas de la mayor velocidad del nuevo protocolo, el conector en si conserva la misma forma
rectangular con los cuatro contactos USB 2.0 exactamente en la misma ubicacion anterior. Los cables USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 presentan
cinco nuevas conexiones para transportar los datos transmitidos y recibidos de manera independiente, y solo entran en contacto cuando
se conectan a una conexion USB SuperSpeed adecuada.

Windows 8/10 es compatible con las controladoras USB 3.1 Gen 1. Esto contrasta con las versiones anteriores de Windows, que siguen
necesitando controladores independientes para las controladoras USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.
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DDRA4

La memoria DDR4 (tasa de datos doble de cuarta generacion) es una sucesora de mayor velocidad de las tecnologias DDR2 y DDR3 y
permite hasta 512 GB de capacidad, en comparacién con la capacidad méaxima de la DDR3 de 128 GB por DIMM. La memoria de acceso
aleatorio dindmica sincrénica DDRA4 se ajusta de manera diferente que la SDRAM y la DDR para evitar que el usuario instale el tipo de
memoria erréneo en el sistema.

La DDRA4 necesita un 20 por ciento menos o solo 1.2 V, en comparacion con la DDR3, que necesita 1.5 V de alimentacion eléctrica para
funcionar. La DDR4 también es compatible con un nuevo modo de apagado profundo, que permite que el dispositivo host pase a modo de
espera sin necesidad de actualizar la memoria. Se espera que el modo de apagado profundo reduzca el consumo de energia en espera de
un 40 a un 50 por ciento.

Detalles de DDRA4

Hay diferencias sutiles entre los mddulos de memoria DDR3 y DDR4, como se indica a continuacion.
Diferencia entre muescas de posicionamiento

LLa muesca de posicionamiento en un médulo DDR4 se encuentra en una ubicacion distinta de la muesca de posicionamiento en un médulo
DDR3. Ambas muescas se encuentran en el borde de insercion, pero la ubicacion de la muesca en la DDRA es ligeramente diferente, para
evitar que el médulo se instale en una plataforma o placa incompatible.

llustracion 1. Diferencia entre muescas

Aumento del espesor

Los mddulos DDR4 son un poco més gruesos que los DDR3, para dar cabida a mas capas de sefial.

DDR4

llustracion 2. Diferencia de grosor

Borde curvo

Los mddulos DDRA4 tienen un borde curvo para ayudar con la insercion vy aliviar el estrés de la PCB durante la instalacion de memoria.

llustracion 3. Borde curvo
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Errores de memoria

Los errores de memoria en el sistema muestran el nuevo cédigo de error de ENCENDIDO-FLASH-FLASH o ENCENDIDO-FLASH-
ENCENDIDO. Si la memoria falla completamente, el LCD no se enciende. Para solucionar los problemas de las posibles fallas de memoria,
pruebe médulos de memoria que funcionen en los conectores de memoria de la parte inferior del sistema o debajo del teclado, en el caso
de algunos sistemas portatiles.

@l NOTA: La memoria DDR4 esta integrada en la placa y no en un DIMM reemplazable, como se muestra y se refiere.

Procesador
®

NOTA: Los nimeros de procesadores no son una medida de rendimiento. La disponibilidad de los procesadores esté sujeta a cambios

y puede variar segun la region o el pais.

Tabla 2. Especificaciones del procesador

Tipo

Graficos UMA

Procesador Intel Xeon E E-2288G (8 nucleos, 3,7 GHz, caché de
16 MB)

UHD Intel integrado P630

Procesador Intel Xeon E E-2286G (6 nucleos, 4,0 GHz, caché de
12 MB)

UHD Intel integrado P630

Procesador Intel Xeon E E-2278G (8 nucleos, 3,4 GHz, caché de
16 MB)

UHD Intel integrado P630

Procesador Intel Xeon E E-2276G (6 nucleos, 3,8 GHz, caché de
12 MB)

UHD Intel integrado P630

Procesador Intel Xeon E E-2246G (6 nucleos, 3,6 GHz, caché de
12 MB)

UHD Intel integrado P630

Procesador Intel Xeon E E-2236 (6 nucleos, 3,4 GHz, caché de
12 MB)

No compatible

Procesador Intel Xeon E E-2226G (6 nucleos, 3,4 GHz, caché de
12 MB)

UHD Intel integrado P630

Procesador Intel Xeon E E-2224G (4 nucleos, 3,5 GHz, caché de
8 MB)

UHD Intel integrado P630

Procesador Intel Xeon E E-2224 (4 nlcleos, 3,4 GHz, caché de
8 MB)

No compatible

Procesador Intel Xeon E E-2186G (6 nucleos HT, 3,8 GHz, 4,7 GHz
Turbo, caché de 8 MB)

UHD Intel integrado P630

Procesador Intel Xeon E E-2176G (6 nucleos HT, 3,7 GHz, 4,7 GHz
Turbo, caché de 8 MB)

UHD Intel integrado P630

Procesador Intel Xeon E E-2174G (4 nlcleos HT, 3,8 GHz, 4,7 GHz
Turbo, caché de 8 MB)

UHD Intel integrado P630

Procesador Intel Xeon E E-2146G (6 nucleos HT, 3,5 GHz, 4,5 GHz
Turbo, caché de 8 MB)

UHD Intel integrado P630

Procesador Intel Xeon E E-2136 (6 nucleos HT, 3,3 GHz, 4,5 GHz
Turbo, caché de 8 MB)

No compatible
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Tabla 2. Especificaciones del procesador (continuacion)

Tipo

Graficos UMA

Procesador Intel Xeon E E-2134 (4 nlcleos HT, 3,5 GHz, 4,5 GHz
Turbo, caché de 8 MB)

No compatible

Procesador Intel Xeon E E-2124G (4 nlcleos, 3,4 GHz, 4,5 GHz
Turbo, caché de 8 MB)

UHD Intel integrado P630

Procesador Intel Xeon E E-2124 (4 nlcleos, 3,4 GHz, 4,5 GHz
Turbo, caché de 8 MB)

No compatible

Procesador Intel Core i3-8100 (4 nlcleos, 3,6 GHz, caché de
6 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i5-8500 (6 nucleos, de 3,0 GHz hasta
4,1 GHz Turbo, caché de 9 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i5-8600 (6 nlcleos, de 3,1 GHz hasta
4,3 GHz Turbo, caché de 9 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i5-8600K (6 nucleos, 3,6 GHz hasta 4,3 GHz
Turbo, caché de 9 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i7-8700 (6 nucleos, de 3,2 GHz hasta
4,6 GHz Turbo, caché de 12 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i7-8700K (6 nucleos, 3,7 GHz hasta 4,7 GHz
Turbo, caché de 12 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i3-9100 (4 nlcleos, 3,6 GHz, caché de
6 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i5-9400 (8 nucleos, 2,9 GHz, caché de
9 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i5-9500 (6 nucleos, 3,0 GHz, caché de
9 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i5-9600 (6 nucleos, 3,1 GHz, caché de
9 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i7-9700 (8 nucleos, 3,0 GHz, caché de
12 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i7-9700K (8 nucleos, 3,6 GHz, caché de
12 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i9-9900 (8 nucleos, 3,1 GHz, caché de
16 MB)

UHD Intel integrado 630

Procesador Intel Core i9-9900K (8 nlcleos, 3,6 GHz, caché de
16 MB)

UHD Intel integrado 630
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Extraccion e instalacion de componentes

Herramientas recomendadas

Los procedimientos de este documento requieren el uso de las siguientes herramientas:
e Destornillador Phillips nim. 1

e Destornillador Phillips nim. 2

e [lave de tubo de 5,5 mm

e Punta trazadora de plastico

Lista del tamano de los tornillos

Tabla 3. Lista del tamaiio de los tornillos

Componente #6.32x6 M3x4 M2x3.5 #6.32x5

L e

Tarjeta madre

Tarjeta vertical 1

Tarjeta vertical 2

NN N ©

Placa de I/0 frontal

Ranura de tarjeta SSD PCle 2
M.2

BKT de orejeta izquierda 3

BKT de orejeta derecha 3

PDB 3

Compartimento del ventilador 2
de la CPU
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Diseiio de la placa base

1 2345678 910 11

5, PEB MABE 1N CHINA

12
13
24 23 2221201918 17 16 15 14
1. Ranuras para memorias 2. HSD del panel frontal
3. Conector de alimentacion SATA izquierdo 4. Bateria de tipo boton
5. Conector de alimentacion de la placa de distribucion de 6. Conector SATA O
alimentacion
7. Conector SATA1 8. Conector de alimentacion 1
9. USB 3.1de tipo Ay 1.2 generacion 10. Conector de la placa de distribucién de alimentacion
1. Conector del panel frontal 12. Conector del interruptor de intrusion
13. Conector de PCle M.2 (SSDO) 14. Ranura PCle
15. Conector de PCle M.2 (SSD1) 16. Conector SATA 3
17. Ranura PCle 18. Conector SATA 2
19. Conector de alimentacion SATA derecho 2 20. Conector de alimentacion del ventilador 7
21. Conector de alimentacion del ventilador 8 22. Conector de alimentacion del ventilador 9
23. Conector de alimentacion GPU 24. Conector de alimentacion del panel frontal
25. Conector de alimentacion del ventilador 6 26. Procesador

27. Conector de alimentacion del ventilador 5/4/3

Desmontaje y reensamblaje

Embellecedor frontal

Extraccion del bisel frontal

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Para desbloquear el bisel frontal, realice lo siguiente:
a. Inserte lallave del bisel [1] y gire la llave en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear el bisel [2].
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3. Para extraer el bisel frontal, realice lo siguiente:
a. Presione el botdn de liberacion [1] tire del extremo izquierdo del bisel [2].
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b. Deslice el bisel hacia la izquierda y extréigalo del sistema.
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Instalacion del bisel frontal

Pasos

1. Alinee e inserte el extremo derecho del bisel en el sistema.

2. Presione el botdn de liberacion y fije el extremo izquierdo del bisel en el sistema.
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3. Bloquee el bisel con la llave.
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Filtro antipolvo

Extraccion del filtro antipolvo

Pasos
1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:
a. Embellecedor frontal
3. Para extraer el filtro antipolvo:
a. Tire del extremo izquierdo del filtro antipolvo.
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b. Desenganche y deslice el filtro antipolvo hacia la izquierda para extraerlo del sistema.
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Instalacion del filtro antipolvo

Pasos

1. Alinee e inserte el extremo derecho del filtro antipolvo en el sistema.

®| NOTA: Estos pasos son para los sistemas adquiridos sin Filtro antipolvo y Bisel frontal.

2. Encaje el extremo izquierdo del bisel en el sistema.
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3. Coloque:
a. Bisel frontal.

Cubierta del sistema

Extraccion de la cubierta del sistema

Pasos
1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.

@ NOTA: El sistema hara sonar una alarma durante 4 segundos y se apagara si se quita la cubierta superior mientras el sistema esta
en funcionamiento. El sistema no se encenderd si la cubierta superior no esta colocada.

2. Para extraer la cubierta:

a. Gire la traba del pestillo con un destornillador Philips para liberar la traba [1].
b. Tire del pestillo para liberar la cubierta superior [2].
c. Levante la cubierta superior para quitarla [3].
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Instalacion de la cubierta del sistema

Pasos
1. Levante el pestillo de liberacion, alinee las lengUetas de la cubierta superior con las ranuras del chasis del sistema [1] y deslicelo hacia la

ranura.
@ NOTA: Asegurese de que todos los cables internos estén colocados correctamente y conectados antes de asegurar la cubierta

superior.

2. El pestillo de liberacion bloquea automéaticamente la cubierta superior en el sistema.
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3. Con un destornillador Philips, gire la traba de liberacion del pestillo en el sentido de las agujas del reloj, hasta la posicion de blogueo [3].
4. Siga el procedimiento que se describe en Después de manipular el interior de la computadora.

Ensamblaje del ala

Extraccion del ensamblaje de la oreja izquierda

Pasos
1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Para extraer el ensamblaje de la oreja izquierda, realice lo siguiente:

a. Extraiga los tres tornillos (M3x4) que fijan el ensamblaje de la oreja izquierda [1].
b. Deslice el ensamblaje de la oreja izquierda para extraerlo [2].
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Instalacion del ensamblaje de la oreja izquierda

Pasos

1. Parainstalar el ensamblaje de la oreja izquierda

a. Deslice el médulo de la oreja en la ranura [1].
b. Ajuste los tres tornillos (M3x4) que fijan el médulo de la oreja del chasis del sistema [2].
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2. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extraccion del ensamblaje de la oreja derecha

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Para extraer el ensamblaje de la oreja derecha

a. Extraiga los tres tornillos (M3x4) que fijan el ensamblaje de la oreja derecha [1].
b. Deslice el ensamblaje de la oreja derecha para extraerlo [2].

Instalacion del ensamblaje orejeta haga clic con el boton derecho

Pasos

1. Haga clic con el botén derecho para instalar el ensamblaje del ala

a. Deslice la orejeta médulo en la ranura [ 1].
b. Reemplace los tres tornillos (M3x4) que fijan el disipador de calor a la tarjeta madre del sistema [2].
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2. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Conducto de aire

Extraccion del conducto de aire

Pasos
1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Quite la cubierta superior.
3. Para quitar el conducto de aire, realice lo siguiente:
a. Quite el cable del panel frontal.
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Instalacion del conducto del aire

Pasos

1. Alinee el conducto de aire sobre el disipador de calor sujetando el punto azul hasta que quede colocado en la ranura.
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@ NOTA: Asegurese de que no quede ningun cable atrapado bajo el conducto de aire en ambos lados durante la instalacion. Podrian
producirse dafios a los cables.

2. Pase el cable del panel frontal a través de la colocacién de los cables en el conducto de aire.

8. Instale la cubierta superior.
4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.
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Bateria de tipo boton

Extraccion de la bateria de tipo botén

Pasos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.

2. Quite la cubierta superior.

3. Para extraer la bateria de tipo botén:
a. Mediante un instrumento de plastico acabado en punta, presione el pestillo de liberacion [1].
b. Extraiga la bateria de tipo boton del sistema [2].

Instalacion de la bateria de tipo boton

Pasos
1. Cologue la bateria de tipo botdn en la ranura de la tarjeta madre del sistema [1].
2. Presione la bateria dentro del conector hasta que encaje en su lugar [2].
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3. Instale la cubierta superior.
4. Siga el procedimiento que se describe en Después de manipular el interior de la computadora.

Ensamblaje de disco duro

Extraccion del ensamblaje de la unidad de disco duro

Sobre esta tarea

®

NOTA: Los ensamblajes frontales accesibles de la unidad de disco duro no son conectables en funcionamiento. Si se extrae el
ensamblaje de la unidad de disco duro, cuando se enciende el sistema, puede haber pérdida de datos y errores del sistema.

@ NOTA: El ensamblaje de la unidad de disco duro se aplica a unidades de disco duro de 2,5 y 3,5 pulgadas. Un solo tipo de unidad de
disco duro puede instalarse en un sistema. Las unidades de disco duro de 2,5 y 3,5 pulgadas no son intercambiables.

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:

a. Embellecedor frontal
b. Filtro antipolvo

3. Para extraer la unidad de disco duro de relleno si va a reemplazar con una nueva unidad de disco duro.

a. Presione las lengletas de liberacion a los lados de la unidad de relleno y deslice la unidad de disco duro de relleno para extraerla de
la ranura.
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4. Para extraer el ensamblaje de la unidad de disco duro, realice lo siguiente:
a. Presione el botdn de liberacién en el soporte del ensamblaje de la unidad de disco duro [1] para abrir el pestillo de liberacion [2].
b. Tire del ensamblaje de la unidad de disco duro para extraerlo del equipo [3].

B. Para extraer la unidad de disco duro del soporte del ensamblaje:
a. Con un destornillador Philips, extraiga los tornillos de los rieles deslizantes en el soporte de la unidad de disco duro [1].
b. Levante la unidad de disco duro para extraerla del soporte de la unidad de disco duro [2].
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Instalacion del ensamblaje de la unidad de disco duro

Pasos

1. Parainstalar la unidad de disco duro en el soporte del ensamblaje, realice lo siguiente:

a. Alinee la unidad de disco duro dentro del soporte de la unidad [1].
b. Fije la unidad de disco duro al soporte de la unidad con los tornillos [ 2].
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2. Parainstalar la unidad de disco duro, realice lo siguiente:

Introduzca el ensamblaje de la unidad de disco duro en la ranura para unidades de disco duro [1].
b. Presione el pestillo de liberacion hasta la posicion de cierre para fijar la unidad de disco duro en la ranura [2].

a.
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@l NOTA: Asegurese de que el pestillo de liberacion [2] esté abierto al insertar la unidad de disco duro nuevamente en la ranura.

3. Parainstalar la unidad de disco duro de relleno si la ranura no esté ocupada por una unidad de disco duro, realice lo siguiente:
a. Introduzca la unidad de disco duro de relleno en la ranura para unidades de disco duro y deslicela hasta que encaje en su lugar.

4. Cologue:

a. Filtro antipolvo
b. Embellecedor frontal

B. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

@ NOTA: Todas las ranuras para unidades de disco duro deben estar ocupadas, ya sea con un ensamblaje de la unidad de disco duro
0 una unidad de disco duro de relleno para garantizar una refrigeracion y un flujo de aire adecuados del sistema.

Plano posterior de la unidad de disco duro
Plano posterior de la unidad de disco duro de 3,5 pulgadas

Plano posterior de la unidad de disco duro 2,5 pulgadas

Extraccion del plano posterior izquierdo de la unidad de disco duro

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:

Embellecedor frontal

Filtro antipolvo

Cubierta superior

Conducto de aire

Unidades de disco duro

a0 oo

3. Para extraer el plano posterior izquierdo de la unidad de disco duro:
a. Desconecte el cable del conector SATA O, el cable del conector SATA 1y el cable de alimentacion SATA [1].
b. Retire los cables de los ganchos de retencion del cable provistos [2].
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a. Afloje los dos tornillos cautivos [1], levante el plano posterior de la HDD para extraerlo del chasis del sistema [2].
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Instalacion del plano posterior de la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas

Pasos
1. Alinee y coloque el plano posterior de la unidad de disco duro en la ranura provista en el compartimento para unidades de disco duro [1].

2. Ajuste los tornillos cautivos que fijan el plano posterior al compartimento para unidades de disco duro [2].
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3. Vuelva a colocar el cable de alimentacion SATA y el cable del conector SATA a través del gancho de retencion del cable [1].
4. Conecte el cable de alimentacion SATA, el cable del conector SATA Oy el cable del conector SATA 1[2].

NOTA: El cable de sefial SATA de color azul se conecta en el conector azul de la tarjeta madre del sistema. El cable de sefial
SATA de color negro se conecta en el conector negro de la tarjeta madre del sistema.
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5. Cologue:

Unidades de disco duro
Conducto de aire
Cubierta superior

Filtro antipolvo
Embellecedor frontal

®Papoo

6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Modulo de memoria

Extraccion del médulo de memoria

Pasos
1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.

@ NOTA: Deje que los médulos de memoria se enfrien después apagar el sistema. Sujete el mdédulo de memoria por los bordes de la
tarjeta y evite tocar sus componentes o los contactos metalicos en el médulo de memoria.

2. Extraiga:

a. Cubierta superior
b. Conducto de aire

3. Para extraer el médulo de memoria, realice lo siguiente:

a. Presione las lengletas de retencion de ambos lados para abrirlas y extraer el médulo de memoria del conector [1].
b. Extraiga el médulo de memoria de la placa base [2].
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Instalacion del moédulo de memoria

Pasos

1.

Localice el conector del médulo de memoria correspondiente.

2. Alinee el conector de borde del médulo de memoria con la guia de alineacién del conector del médulo de memoria e inserte el médulo
de memoria en el conector [1].
@ NOTA: No aplique presion en el centro del médulo de memoria: aplique presion en ambos extremos del médulo de memoria de
manera uniforme.
@ NOTA: El conector del médulo de memoria dispone de una guia de alineaciéon que le permite instalar el médulo de memoria en el
conector en una Unica direccion.
3. Presione el médulo de memoria con los pulgares hasta que las lenglietas de retencién encajen firmemente [2].
4. Instale el resto de los médulos de memoria; para ello, repita los pasos del 1 al 4 de este procedimiento.
5. Coloque:

a. Cubierta superior

Extraccion e instalacion de componentes

43



b. Conducto de aire
6. Siga el procedimiento que se describe en Después de manipular el interior de la computadora.

Disipador de calor

Extraccion del disipador de calor

Pasos
1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.

Al AVISO: Deje que el disipador de calor se enfrie después apagar el sistema.

2. Extraiga:

a. Cubierta superior
b. Conducto de aire

3. Para extraer el disipador de calor:
a. Afloje los tornillos cautivos que fijan el ensamblaje del disipador de calor para extraerlo del equipo.

@l NOTA: Asegurese de que el tornillo se haya aflojado completamente antes de pasar a los siguientes tornillos.

@l NOTA: Afloje los tornillos en orden secuencial (1,2,3,4 ) como se muestra en el disipador de calor etiqueta.

Instalacion del disipador de calor

Pasos
1. Parainstalar el disipador de calor:

@ NOTA: Si utiliza un disipador de calor existente, retire la pasta térmica del disipador de calor con un pafio limpio que no deje
pelusa.
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Asegurese de que el indicador de flujo de aire en la etiqueta del disipador de calor se encuentre en la
direccion correcta.

a. Alinee el disipador de calor sobre el procesador.
b. Ajuste los 4 tomillos cautivos para fijar el ensamblaje del disipador de calor a la tarjeta madre del sistema.

®| NOTA: Ajuste los tornillos en orden secuencial (1,2,3,4) como se muestra en la etiqueta del disipador de calor.

Asegurese de que el disipador de calor se mantenga paralelo a la tarjeta madre del sistema para
evitar dafos en los componentes.

®| NOTA: Asegurese de que el tornillo esté completamente ajustado antes de pasar al siguiente.

2. Cologue:
a. Conducto de aire
b. Cubierta superior

3. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.
Procesador

Extraccion del procesador

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:

a. Cubierta superior

b. Conducto de aire

c. Disipador de calor
3. Para extraer el procesador:

a. Libere la palanca del zécalo presionando la palanca hacia abajo y hacia fuera desde debajo de la lengleta en el protector del
procesador [1].
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b. Levante la palanca hacia arriba y levante el protector del procesador [2].
c. Levante el procesador para extraerlo del zécalo [3].

d. Extraiga la grasa térmica del procesador con un pario limpio que no deje pelusa.

Instalacion del procesador

Sobre esta tarea

@l NOTA: Alinee la esquina de la pata 1 del procesador con la esquina de la pata 1 de la placa base.

Pasos

1. Cologue el procesador en el socket de manera tal que las ranuras del procesador se alineen con los salientes del socket.
2. Cierre el protector del procesador deslizandolo por debajo de los tornillos de retencion.

3. Baje la palanca del socket presidnela debajo de la lengUeta para encajarla.
4

Utilice la jeringa de pasta térmica suministrada con el kit del procesador. Aplicar la grasa en un disefio en espiral en la parte superior del
procesador [ 4].

Si se aplica demasiada pasta térmica, puede que la pasta que sobra entre en contacto con el socket
del procesador y lo contamine.

@l NOTA: La grasa térmica esta disefiada para un solo uso. Deseche la jeringa después de utilizarla.
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B. Cologue:
a. Disipador de calor
b. Conducto de aire
¢. Cubierta superior
6. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Interruptor de intrusion

Extraccion del switch de intrusiones

Pasos
1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga:
a. Cubierta superior
3. Para extraer el interruptor de intrusiones, realice lo siguiente:

a. Desconecte el cable del interruptor de intrusiones del conector de la tarjeta madre [1].
b. Tire de la lengUeta de liberacion en el switch de intrusiones y levantelo para quitarlo del sistema [2].

Instalacion del interruptor de intrusiones

Sobre esta tarea

@l NOTA: Asegurese de que el interruptor de intrusiones esté completamente colocado y asegurado en su lugar.
Pasos

1. Inserte el interruptor de intrusiones en la ranura del chasis [1].
2. Conecte el cable del interruptor de intrusiones a la tarjeta madre del sistema [2].
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3. Coloque:
a. Cubierta superior
4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Ventilador del sistema

Extraccion del ventilador del sistema

Pasos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga:

a. Cubierta superior
b. Conducto de aire (si es necesario)

3. Para extraer el ventilador del sistema:

a. Desconecte el cable del ventilador del sistema de la tarjeta madre.
b. Levante los pernos de liberacion azules en el ventilador del sistema.
C. Levante el ventilador para quitarlo del compartimiento del ventilador.
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Instalacion del ventilador del sistema

Pasos

1. Parareemplazar el ventilador del sistema, realice lo siguiente:

a. Alinee los pernos de liberacion azules del ventilador y la ranura del compartimiento del ventilador.
b. Empuije los pernos de liberacion azules hasta que se asienten en la ranura.
¢. Conecte el cable del ventilador del sistema a la tarjeta madre.

@l NOTA: Doble e inserte el cable excedente del ventilador en el hueco en el lado izquierdo del ventilador.
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2. Cologue:

a. Conducto de aire (si se quitd)
b. Cubierta superior

3. Siga el procedimiento que se describe en Después de manipular el interior de la computadora.

Compartimento del ventilador del sistema

Extraiga el compartimento del ventilador del sistema.

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:
a. Cubierta superior
b. Conducto de aire
¢. Ventilador del sistema
3. Extraiga el compartimento del ventilador del sistema:
a. Extraiga el tornillo (32x5) que fija la tarjeta inaldmbrica al chasis [1].
b. Deslice la caja del ventilador hacia la izquierda hasta que los ganchos de retencion desenganchar [2].
c. Extraiga la caja de la unidad del chasis.
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Instalacion del compartimento del ventilador de refrigeracion

Pasos

1. Parainstalar el ventilador del sistema:
a. Baje la canastilla para ventilador en el chasis alineando los ganchos de retencion en las ranuras de la guia.
b. Deslice la caja del ventilador hacia la derecha hasta que los ganchos de retenciéon encajen [ 1].
c. Apriete los dos tornillos para fijar la caja para PCle al chasis.
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2. Coloque:
a. Ventilador del sistema
b. Conducto de aire
¢. Cubierta superior
3. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Compartimento del ventilador de la tarjeta grafica

Extraccion del ventilador de la tarjeta grafica caja

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:
a. Cubierta superior
b. Conducto de aire
c. Ventilador del sistema
3. Para extraer el compartimento para tarjetas inteligentes, realice lo siguiente:
a. Saque el cable de alimentacién SATA y el cable del conector SATA el gancho de retencion en el lateral del compartimento del
ventilador de la tarjeta gréafica [ 1].

b. Afloje los dos ( # 6-32x5) que fija la canastilla para ventilador al chasis [ 2], y la levante la canastilla para extraerlo del chasis del
sistema [ 3].
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Instalacion del compartimento del ventilador de la tarjeta grafica

Pasos
1. Parainstalar el compartimiento del ventilador de la tarjeta gréfica, realice lo siguiente:
a. Baje el compartimiento del ventilador hacia el chasis, alineando los ganchos de retencion en las ranuras guia [1].
b. Ajuste los dos tornillos (#6-32x5) para asegurar la canastilla del ventilador al chasis [2].
¢. Vuelva a colocar el cable de alimentacion de SATA y los cables del conector de SATA a través del gancho de retencion de cables en
el compartimiento del ventilador de la tarjeta gréfica [3].
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2. Coloque:
a. Ventilador del sistema
b. Conducto de aire
¢. Cubierta superior
3. Siga el procedimiento que se describe en Después de manipular el interior de la computadora.

Segundo ventilador de la PSU de relleno

Extraccion del segundo ventilador de la PSU de relleno

Pasos
1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:
a. Cubierta superior
3. Sostenga el punto de contacto azul, levante el ventilador de la PSU de relleno para extraerlo del compartimento del ventilador.
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Instalacion del segundo ventilador de relleno de la PSU

Pasos
1. Alinee los ganchos del ventilador de relleno con las ranuras del compartimento del ventilador.

2. Presione hacia abajo hasta que quede en su lugar.
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3. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Unidad de estado sélido (SSD) PCle M.2

Extraccion de la unidad de estado sélido (SSD) M.2 PCle

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:

a. Cubierta superior
3. Para extraer la tarjeta SSD PCle M.2, realice lo siguiente:

a. Extraiga el tornillo (M2x3.5) que fija la tarjeta SSD M.2 PCle a la tarjeta madre del sistema [1].
b. Deslice y tire la tarjeta SSD para extraerla del conector en la tarjeta madre del sistema [2].
c. Extraiga la almohadilla térmica.
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Instalacion de la unidad de estado sélido (SSD) M.2 PCle

Pasos

1. Cologue la almohadilla térmica en la ranura de la tarjeta madre del sistema [1].

2. Inserte la tarjeta SSD M.2 PCle en la ranura para tarjetas de la tarjeta madre del sistema [2].
3. Coloque el tornillo (M2x3.5) que fija la tarjeta SSD M.2 PCle a la tarjeta madre del sistema [3].
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4. Coloque:
a. Cubierta superior
B. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Panel de entrada/salida frontal

Instalacion del panel frontal de entrada y salida

Pasos

1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga:
a. Cubierta superior

@l NOTA: Capture una imagen o documente el enrutamiento de los tres cables conectados al panel de 1/0 frontal.

3. Para quitar el panel de 170 frontal de Intel, realice lo siguiente:
a. Presione las lengletas de liberacion en los laterales del conector del cable del panel frontal y levante el cable para quitarlo [1].
b. Presione hacia abajo la lengleta de liberacion metélica en el cable HSD del panel frontal y deslicelo para quitarlo del conector [2].
¢. Desconecte el cable del conector de alimentacion del panel frontal [3].

4. Quite los tres tornillos (#6-32x5) que aseguran el panel de I/0 al chasis del sistema [1] y levante el panel de |/0 para quitarlo del chasis
del sistema [2].
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Instalacion del panel de entrada y salida frontal

Sobre esta tarea

NOTA: Asegurese de que el panel de E/S frontal esté debajo de las dos clavijas guia (una en el lado izquierdo y otra en el lado
derecho) o el panel no se apoyara correctamente en los separadores de tornillos. El panel de E/S frontal puede dafiarse si no se instala
correctamente.

Pasos

1. Alinee el panel de E/S frontal con las ranuras del chasis del sistema [1].
2. Reemplace los tres tornillos (#6-32x5) que fijan el panel de E/S frontal al chasis del sistema [2].
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3. Vuelva a conectar el cable del panel frontal [1], el cable HSD del panel frontal [2] y el cable de alimentacion del panel frontal [3].

@ NOTA: Consulte la imagen o el documento de colocacion de cables y asegurese de que los tres cables estén colocados
correctamente desde el panel de E/S a la tarjeta madre del sistema.

4. Coloque:
a. Cubierta superior
B. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.
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Segunda PSU de relleno

Extraccion de la segunda PSU de relleno

Pasos
1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.

2. Para extraer la PSU de relleno, realice lo siguiente:
a. Presione el pestillo de liberacion situado en la PSU de relleno, y tire de esta para extraerla del chasis del sistema.
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Instalacion de la segunda PSU de relleno

Pasos

1. Alinee la PSU de relleno con la ranura del chasis del sistema, e instéalela.

®| NOTA: Aseglrese de seguir la direccion marcada en la PSU de relleno durante la instalacion.
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2. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Unidad de suministro de energia: PSU

Extraccion de la fuente de alimentacion

Pasos
1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Para extraer la PSU:

a. Presione el pestillo de liberacion en la PSU [1].
b. Tire de la PSU para quitarla de la ranura y del sistema [2].
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Instalacion de la unidad de fuente de alimentacion

Pasos

1. Inserte la unidad de fuente de alimentacion (PSU) en el chasis y deslicela en la ranura hasta que encaje.
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2. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Instalacion de la segunda PSU redundante

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:

a. Segunda PSU de relleno

b. Cubierta superior

¢. Segundo ventilador de la PSU de relleno

3. Coloque:

a. Segundo ventilador de la PSU
b. Conecte el cable del ventilador al conector "FAN2" de la placa de distribucion de alimentacion.

@l NOTA: Consulte la secciéon System fan (Ventilador del sistema).

@l NOTA: Doble e inserte el cable excedente del ventilador en el hueco en el lado izquierdo del ventilador.

c. Inserte la unidad de fuente de alimentacion (PSU) en el chasis y deslicela en la ranura hasta que encaje.
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4. Coloque:
a. Cubierta superior
5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Placa de distribucion de alimentacion

Extraccion de la placa de distribucion de alimentacion

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:
a. Cubierta superior
b. Unidad de fuente de alimentacion
3. Para extraer la placa de distribucion de alimentacion, realice lo siguiente:
a. Presione las lengletas de liberacion a los laterales del conector de la placa de distribucién de alimentacion y extraiga el cable [1].
b. Desconecte los dos conectores del ventilador de la unidad de fuente de alimentacion [2].

c. Presione las lenglietas de liberacion de la placa de distribucion de alimentacion, el conector de la fuente de alimentacion y
desconecte el cable [3].

d. Extraiga los tres tornillos (#6.32x6) que fijan la placa de distribucion de alimentacion [4].
e. Levante la placa de distribucion de alimentacion para extraerla del chasis del sistema [5].
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Instalacion de la placa distribuidora de alimentacion

Pasos
1. Alinee la placa distribuidora de alimentacién con las ranuras del chasis del sistema [1].
2. Reemplace los tres tornillos (#6.32x6) que aseguran la placa distribuidora de alimentacién a la tarjeta madre [2].

3. Vuelva a conectar la placa distribuidora de alimentacion, el cable de alimentacion [3], los cables del ventilador de la fuente de
alimentacion [4] y el conector de la placa distribuidora de alimentacion [5].
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4. Coloque:

a. Fuente de alimentacion
b. Cubierta superior

5. Siga el procedimiento que se describe en Después de manipular el interior de la computadora.

Tarjeta de expansion

Médulo de soporte vertical 1

Extraccion del médulo de la tarjeta vertical 1

Pasos
1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:
a. Cubierta superior
3. Para extraer el mddulo de la tarjeta vertical 1, realice lo siguiente:
a. Sostenga los dos puntos azules y tire del médulo de la tarjeta vertical 1 de la ranura.

Instalacion del médulo de la tarjeta vertical 1
Pasos

1. Sostenga los puntos de contacto azules para alinear el médulo con las espigas de alineacion del chasis e inserte el médulo de la tarjeta
vertical 1en la ranura.
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2. Coloqgue:
a. Cubierta superior
3. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extraccion de la tarjeta vertical de relleno 1

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:

a. Cubierta superior
b. Moddulo de la tarjeta vertical 1

3. Para extraer la tarjeta vertical de relleno 1:

a. Tire de lalengleta de liberacion [1] para abrir la ranura de la tarjeta vertical 1y levante la tarjeta vertical de relleno 1 para extraerla
de la ranura.
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Instalacion de la tarjeta vertical 1 de relleno

Sobre esta tarea

@ NOTA: Es necesario instalar una tarjeta vertical 1 de relleno en una ranura para tarjetas de expansion que esté vacia, a fin de cumplir
con la certificacion del sistema de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC). El panel de relleno también evita que entre polvo y
suciedad en el sistema y contribuye a mantener una refrigeracion y una circulacion de aire adecuadas dentro del sistema.

Pasos

1. Inserte la tarjeta vertical 1 de relleno en la ranura y cierre la lengleta de liberacion para fijar la tarjeta vertical 1 de relleno en su lugar.

2. Cologue:
a. Modulo de la tarjeta vertical 1
b. Cubierta superior
3. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.
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Extraccion de la tarjeta grafica de la tarjeta vertical 1

Pasos
1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:
a. Cubierta superior
b. Mddulo de la tarjeta vertical 1
3. Para extraer la tarjeta grafica de la tarjeta vertical 1, realice lo siguiente:

@l NOTA: Si est4 instalado, desconecte el cable de alimentacion de la tarjeta gréfica de la tarjeta gréfica.

a. Tire de la lengleta de liberacion [1] para abrir la ranura de la tarjeta vertical 1.
b. Presione la lengleta de liberacion en la ranura PCle [2], levante la tarjeta gréafica para extraerla de la ranura [3].

@ NOTA: Si extrae la tarjeta gréafica de forma permanente, instale la tarjeta vertical 1 de relleno en la abertura de la ranura de
expansion vacia.

Instalacion de la tarjeta grafica del soporte vertical 1

Pasos

1. Inserte la tarjeta gréafica del soporte vertical 1en la ranura [1] y cierre la lengUeta de liberacion para asegurar la tarjeta gréafica del
soporte vertical 1en su lugar [2].

@l NOTA: Asegurese de que el soporte de la tarjeta gréfica esté instalado correctamente en la ranura.
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2. Cologue:

a. Modulo de la tarjeta vertical 1
b. Cubierta superior

3. Siga el procedimiento que se describe en Después de manipular el interior de la computadora.

Extraer tarjeta verticall con dos tarjetas graficas

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:
a. Cubierta superior
b. Tarjeta vertical 1 médulo
8. Para extraer la tarjeta verticall con dos tarjetas graficas:
a. Tire de lalengleta de liberacion [ 1] para abrir el soporte vertical 1 ranura.
b. Desconecte el cable de alimentacion con dos tarjetas graficas [ 2].
c. Presione la pestaria de liberacion en la ranura PCle [ 3], levante y extraiga la tarjeta grafica de la ranura [ 4].
@ NOTA: Si al extraer la tarjeta de forma permanente, instale dos gréafica doble verticall vacia en abertura de la ranura para
tarjetas de expansion vacia.
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Instalacion de la tarjeta grafica doble de la tarjeta vertical 1

Pasos
1. Vuelva a conectar el cable de alimentacion de la tarjeta gréfica [1], inserte la tarjeta gréfica doble en la ranura PCle [2].
2. Cierre la lengleta de liberacion para fijar la tarjeta grafica doble de la tarjeta vertical 1[3].

@l NOTA: Asegurese de que el soporte de la tarjeta grafica esté instalado correctamente en la ranura.

3. Coloque:
a. Modulo de la tarjeta vertical 1
b. Cubierta superior
4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.
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Extraccion de la tarjeta dio de la unidad de ultravelocidad Dell de la tarjeta
vertical 1

Pasos
1. Siga el procedimiento que se describe en Antes de manipular el interior de la computadora.
2. Extraiga los siguientes componentes:
a. Cubierta superior
b. Mddulo de la tarjeta vertical 1
3. Extraccion de la tarjeta duo de la unidad de ultravelocidad Dell de la tarjeta vertical 1:
a. Tire de lalengleta de liberacion [1] y abra la ranura de la tarjeta vertical 1.
b. Presione la lengleta de liberacion en la ranura PCle [2], levante la tarjeta duo de la unidad de ultravelocidad Dell para extraerla de la
ranura [3].

4. Para extraer la tarjeta SSD, realice lo siguiente:

a. Presione el pestillo de liberacién de la cubierta de la tarjeta dlo de la unidad de ultravelocidad Dell (1), extraiga el tornillo (M2x2.5)
(2) y saque la tarjeta SSD (3).

NOTA: Si extrae la tarjeta duo de la unidad de ultravelocidad Dell de forma permanente, instale la tarjeta vertical 1 de relleno
en la abertura de la ranura de expansion vacia 2.
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Instalacion de la tarjeta dio de la unidad de ultravelocidad Dell de la tarjeta
vertical 1

Pasos

1. Presione el pestillo de liberacion de la cubierta de la tarjeta duo de la unidad de ultravelocidad Dell [1] y levante la cubierta para abrirla
[2]. Extraiga el tornillo (M2x2.5) [3].

2. Parainstalar la SSD M.2, realice lo siguiente:
a. Inserte la tarjeta SSD en la ranura del médulo [1], coloque el tornillo (M2x2.5) [2] que fija la tarjeta SSD y cierre la cubierta del
modulo [3].

74 Extraccion e instalacion de componentes



3. Deslice la tarjeta duo de la unidad de ultravelocidad Dell en la ranura 2 de la tarjeta vertical 1[1]. Cierre el pestillo de liberacion del
maodulo de la tarjeta vertical 1[2].

@l NOTA: Asegurese de que el soporte de la tarjeta duo de la unidad de ultravelocidad Dell esté instalado correctamente en la ranura.

= =—==—SnaNe
A5 EE Y

4. Coloque:

a. Modulo de la tarjeta vertical 1
b. Cubierta superior

B. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.
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Extraer tarjeta vertical 2 médulo

Pasos
1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:
a. Cubierta superior
3. Quite el mddulo del soporte vertical 1.

a. Localice los puntos azules de la tarjeta vertical 2 médulo. Agarre el puntos azules y levante la tarjeta vertical 2 médulo para sacarlo
del chasis del sistema.

Instalacion del médulo de la tarjeta vertical 2

Pasos
1. Sujete los puntos azules del médulo de la tarjeta vertical 2 y alinéelo con las clavijas guia para instalarlo.
2. Presione el médulo de la tarjeta vertical 2 y asegurese de que esté colocado en la ranura PCle.

3. Coloque:
a. Cubierta superior
4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extraccion de la tarjeta vertical de relleno 2

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.

76 Extraccion e instalacion de componentes



2. Extraiga:

a. Cubierta superior
b. Moddulo de la tarjeta vertical 2

3. Para extraer la tarjeta vertical de relleno 2:

a. Tire de la lengleta de liberacion [1] para abrir la ranura de la tarjeta vertical 2 y levante la tarjeta vertical de relleno 2 para extraerla
de la ranura [2].
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Instalacion del soporte vertical 2 de relleno

Pasos

1. Inserte el soporte vertical 2 de relleno en la ranura y cierre la lengleta de liberaciéon para asegurar el soporte vertical 2 de relleno en su
lugar.

@ NOTA: Es necesario instalar un soporte vertical 2 de relleno en una ranura de tarjeta de expansion vacia a fin de cumplir con la
certificacion del sistema de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC). El panel de relleno también evita que entre polvo y
suciedad en el sistema y contribuye a mantener un enfriamiento y una circulaciéon de aire adecuados dentro del sistema.
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2. Cologue:
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a. Modulo de la tarjeta vertical 2
b. Cubierta superior

3. Siga el procedimiento que se describe en Después de manipular el interior de la computadora.

Placa base

Extraccion de la placa base

Pasos

1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2. Extraiga:

o

Cubierta superior

Conducto de aire

Ventilador del sistema

Compartimento del ventilador del sistema
Modulo de memoria

Disipador de calor

Procesador

Unidad de estado soélido M.2 PCle (si esté instalada)
Interruptor de intrusion

Maodulo de la tarjeta vertical 2

Maodulo de la tarjeta vertical 1

xT T TQ o000

3. Para extraer las conexiones de la tarjeta madre del sistema, realice lo siguiente:

@l NOTA: Tomar una imagen o un documento de la colocacion de los cables.

a. Desconecte el cable de la placa de distribucién de alimentacion y el cable del panel frontal [1], el cable de alimentacién de la placa de
distribucion de alimentacion [2], el cable HSD del panel frontal, el cable de alimentacion SATA, SATA O, SATA 1 (si esta instalado)
[3] y retirelo del gancho de retencion de la tarjeta madre del sistema.

b. Desconectar el cable de alimentacion del panel, el cable de alimentacion de la GPU [4] y retirelo del gancho de retencion de la
tarjeta madre del sistema.

¢. Desconecte el cable de alimentacién SATA 2 y el cable SATA 2 y SATA 3 (si esté instalado) [5] y levantelo para obtener acceso
para desconectar los cables del ventilador de la GPU.
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4. Para extraer los tornillos de la tarjeta madre del sistema y la tarjeta madre del sistema, realice lo siguiente:

B. Extraiga los nueve tornillos #6 32 que fijan la tarjeta madre del sistema [1], levante la parte frontal de la tarjeta madre del sistema,
tire de ella con cuidado hacia la parte frontal del chasis para liberar los conectores de la pared posterior, y levantelo para extraerlo del
chasis.

@l NOTA: Los conectores de la tarjeta madre del sistema deben retirarse de la pared posterior antes de poder extraer la tarjeta.
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Instalacion de la placa base

Pasos

1.
2,

80

Sujete la tarjeta madre del sistema por los bordes y alinéela hacia la parte posterior del sistema.

Baje la tarjeta madre del sistema hacia el chasis del sistema hasta que los conectores en la parte posterior de la tarjeta estén alineados
con las ranuras de la pared posterior del chasis. Mueva la tarjeta hacia la pared posterior hasta que los orificios para tornillos de la
tarjeta madre del sistema estén alineados con los separadores del chasis del sistema [1].

Fije la tarjeta madre del sistema al chasis con los nueve tornillos #6 32.

Alinee los cables con las espigas de los conectores en la tarjeta madre del sistema y conecte el cable de la placa de distribucion de
alimentacion y el cable del panel frontal [1], el cable de alimentacion de la placa de distribucion de alimentacion [2], el cable HSD del
panel frontal, el cable de alimentacion SATA, SATA O, SATA 1 (si esta desconectado) [3].

Vuelva a conectar el cable de alimentacion del panel frontal, el cable de alimentacion de la GPU [4].

Vuelva a conectar el cable de alimentacion SATA 2 y el cable SATA 2 y SATA 3 (si esta desconectado) y los cables del ventilador de la
GPU [5].

®
®

NOTA: Pase todos los cables a través los ganchos de retencion provistos en el chasis del sistema y asegurese de que no haya
ningun cable atrapado debajo de la tarjeta madre del sistema durante la instalacion.

NOTA: Consulte la imagen o el documento de colocacion de cables y aseglrese de que los cables estén correctamente
colocados.
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7. Cologue:
a. Maodulo de la tarjeta vertical 1
Modulo de la tarjeta vertical 2
Interruptor de intrusion
Unidad de estado sdlido (SSD) M.2 PCle (si se extrajo)
Procesador
Disipador de calor
Modulo de memoria
Compartimento del ventilador del sistema
Ventilador del sistema
j. Conducto de aire
k. Cubierta superior

T@roa0go

8. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.
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Solucion de problemas

Cadigos indicadores de la NIC

Cada NIC en la parte posterior del sistema tiene indicadores LED que proporcionan informacion sobre la actividad y el estado del enlace. El
indicador LED de actividad y el indicador LED de enlace

1 2

1. Indicador LED de enlace: indica la velocidad de la red conectada.
2. Indicador LED de actividad: indica si los datos fluyen por la NIC.

llustracion 4. Cédigos indicadores de la NIC

Green keep light as 1G
Amber keep light as lower speed

green LED blinking when network link

Green keep light as 10G
Amber keep light as lower speed green LED blinking when network link

Tabla 4. Cédigos indicadores de la NIC

Estado Condicién

Los indicadores de actividad y de enlace estan apagados. La NIC no esta conectada a la red.

El indicador de enlace es verde y el indicador de actividad La NIC esté conectada a una red vélida a la méaxima velocidad de puerto y
parpadea en color verde. los datos se envian o reciben.

El indicador de enlace es amarillo y el indicador de actividad La NIC esta conectada a una red valida a una velocidad de puerto menor a
parpadea en color verde. la maxima y los datos se envian o reciben.
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Tabla 4. Cédigos indicadores de la NIC (continuacién)

Estado Condicién

El indicador de enlace es verde v el indicador de actividad La NIC est4 conectada a una red valida a su velocidad de puerto méaxima y
esta apagado. los datos no se envian o reciben.

El indicador de enlace es amarillo y el indicador de actividad La NIC estd conectada a una red valida a una velocidad de puerto menor a
esta apagado. la maxima y los datos no se envian o reciben.

El indicador de enlace parpadea en verde y el de actividad  La identificacion de la NIC esta activada a través de la utilidad de
esta apagado. configuracion de NIC.

Diagnéstico de evaluacion del sistema previa al arranque
mejorada (ePSA)

Sobre esta tarea
El diagndstico de ePSA (también conocido como diagndstico del sistema) realiza una revision completa del hardware. La ePSA esta
integrada al BIOS y se inicia mediante el BIOS de forma interna. El diagndstico del sistema integrado ofrece un conjunto de opciones para
determinados dispositivos 0 grupos de dispositivos, que le permite:
e FEjecutar pruebas automaticamente o en modo interactivo
e Repetir las pruebas
e \/isualizar o guardar los resultados de las pruebas
e FEjecutar pruebas exhaustivas para introducir pruebas adicionales que ofrezcan mas informacién sobre los dispositivos que han
presentado errores
Ver mensajes de estado que indican si las pruebas se han completado correctamente
Ver mensajes de error que informan de los problemas que se han encontrado durante las pruebas
Utilice el diagnéstico del sistema para probar solo su computadora. Si utiliza este programa con otras
computadoras, es posible que se obtengan mensajes de error o resultados no validos.

@ NOTA: Algunas pruebas para dispositivos especificos requieren la interaccion del usuario. Asegurese siempre de estar en la terminal
de la computadora cuando se realicen las pruebas de diagndstico.

Ejecucion del diagnéstico de ePSA

Pasos

1. Invoque el inicio de diagndstico. Para ello, utilice uno de los métodos sugeridos anteriormente.

2. Una vez que se encuentre en el menu de inicio por Unica vez, use la tecla de flecha hacia arriba/abajo para ir a ePSA o Diagnostics
(Diagndstico) y presione la tecla <Retorno> para iniciar.
Fn + PWR hara parpadear el arranque de diagnésticos seleccionado en pantalla e iniciara el diagnostico o la ePSA directamente.

8. Enla pantalla del menu de inicio, seleccione la opcion Diagnostics (Diagnésticos).

4. Presione la flecha situada en la esquina inferior derecha para ir a la lista de la pagina.
Los elementos detectados se enumeraran y se probaran.

5. Sihay algn problema, apareceran los codigos de error.
Anote el cédigo de error y el nimero de validacion, y contactese con Dell.

Para ejecutar una prueba de diagnéstico en un dispositivo especifico, realice lo
siguiente:

Pasos
1. Presione la tecla Esc vy, a continuacion, haga clic en Yes (Si) para detener la prueba de diagnostico.
2. Seleccione el dispositivo del panel izquierdo y haga clic en Run Tests (Ejecutar pruebas).

3. Sihay algun problema, apareceran los cédigos de error.
Anote el cédigo de error y el nimero de validacion, y contactese con Dell.
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Diagnéstico

La POST (autoprueba de encendido) del equipo garantiza que se cumplen los requisitos informaticos béasicos y que el hardware funciona
adecuadamente antes de que comience el proceso de inicio. Si el ordenador pasa la POST, se iniciara de forma normal. Sin embargo, si el
equipo falla la POST, emitird una serie de cddigos LED durante el inicio. EI LED del sistema esta integrado en el botén de encendido.

La siguiente tabla muestra los diferentes patrones de luces y lo que indican.

Tabla 5. Estados en el control del BIOS del host

Estado de LED
ambar

Descripcion de
fallo

Fallas

Recomendacion del soporte técnico

11

MBD con dafios

MBD con darios: filas A, G, H, |y J de
la tabla 12.4 de las especificaciones de SIO:
indicadores previos a la POST.

Asegurese de que la PSU permanezca
apagada cuando suceda esto o podria ser
simplemente un sistema desconectado. Si
realmente es el cddigo de parpadeo 1-1,
reemplace la MB.

1.2

MB, PSU o
cableado con
darios

MBD, PSU o cableado de PSU con darios:
filas B, C y D de la tabla 12.4 de las
especificaciones de SIO.

Asegurese de que todos los cables de

la PSU, de control y alimentacion, estén
bien conectados. Quite la PSU y pruebe el
botén de BIST fuera del sistema primero; si
falla, reemplace la PSU. Si no falla, instale
nuevamente la PSU y pruebe el botén de
BIST otra vez. Si falla, reemplace la placa
base.

1.3

MBD, DIMM o
CPU con dafios

MBD, DIMM o CPU con darios: filas F y K de
la tabla 12.4 de las especificaciones de SIO.

Asegurese de que la PSU permanezca
encendida cuando suceda esto o podria ser
simplemente una falsa alarma. Si realmente
es el codigo de parpadeo 1-3, reemplace la
MB.

2,1

CPU

Error de la CPU

Asegurese de que haya una CPU instalada
en el zécalo principal. Verifique que la
superficie dorada de la CPU no esté sucia

ni contenga huellas dactilares. Pruebe una
CPU en buen estado en el sistema que

falla. Si aln no puede solucionar el problema,
reemplace la placa base.

2,2

Placa base: falla
de ROM del BIOS

Placa base, abarca error de ROM o darios en
el BIOS.

Apague el sistema e instale el puente
RTC_RST. Quite el puente y encienda
nuevamente el sistema para ver si el
problema persiste. Aseglrese de que el
sistema permanezca encendido y que el
cédigo 2-2 se repita cuando suceda esto
0 podria ser simplemente una falsa alarma.
Si realmente es el codigo de parpadeo 2-2,
reemplace la MB.

2,3

Memoria

No se detecta memoria/RAM.

Asegurese de que haya un DIMM compatible
instalado. Intente utilizar distintas ranuras de
DIMM. Pruebe con un médulo DIMM en
buen estado. Si alin no puede solucionar el
problema, reemplace la placa base.

2,4

Memoria

Fallo de memoria/RAM

Asegurese de que haya un DIMM compatible
instalado. Intente utilizar distintas ranuras de
DIMM. Pruebe con un médulo DIMM en
buen estado. Si ain no puede solucionar el
problema, reemplace la placa base.

2,5

Memoria

Memoria instalada no vélida

Asegurese de que haya un DIMM compatible
instalado. Intente utilizar distintas ranuras de
DIMM. Pruebe con un médulo DIMM en
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Tabla 5. Estados en el control del BIOS del host (continuacién)

Estado de LED
ambar

Descripcion de
fallo

Fallas

Recomendacion del soporte técnico

buen estado. Si alin no puede solucionar el
problema, reemplace la placa base.

2,6

Placa base:
chipset

Error de chipset/placa base

Apague el sistema e instale el puente
RTC_RST. Quite el puente y encienda
nuevamente el sistema para ver si el
problema persiste. Si es asi, apague el
sistema y quite la bateria de tipo botén.
Coloque la bateria de tipo boton de nuevo

y encienda nuevamente el sistema para ver
si el problema persiste. De ser asi, reemplace
la placa base.

3,2

PCl/Video

Falla de chipset/tarjeta de video o PCI

Intercambie el monitor, el cable de video o
la tarjeta GFX. Intente con la tarjeta GFX
solamente en la ranura 2 vy la ranura 4. Si no
se soluciona el problema, reemplace la placa
base.

3.3

Recuperacion del
BIOS 1

Imagen de recuperacion no encontrada

Apague el sistema e instale el puente
RTC_RST. Quite el puente y encienda
nuevamente el sistema para ver si el
problema persiste. Si es asi, apague el
sistema y quite la bateria de tipo botén.
Coloque la bateria de tipo botdon de nuevo

y encienda nuevamente el sistema para ver
si el problema persiste. De ser asi, reemplace
la placa base.

3.4

Recuperacion del
BIOS 2

Imagen de recuperaciéon encontrada, pero no
valida

Apague el sistema e instale el puente
RTC_RST. Quite el puente y encienda
nuevamente el sistema para ver si el
problema persiste. Si es asi, apague el
sistema y quite la bateria de tipo botén.
Coloque la bateria de tipo botdn de nuevo

y encienda nuevamente el sistema para ver
si el problema persiste. De ser asf, reemplace
la placa base.

4,7

Cubierta lateral
del sistema no
presente

Cologue nuevamente la cubierta lateral. Si no
se soluciona el problema, revise la mecanica
del interruptor de intrusiones y que el
conector esté enchufado.

Indicador LED de la PSU

Tabla 6. Resumen del indicador LED de la PSU

comportamiento del LED

Diagnéstico

Apagada

La alimentacion de CA no esta conectada.

Luz verde fija

En modo de espera. Hay una fuente de CA valida conectada y la
alimentacion esté en funcionamiento. Cuando esté encendida, la
PSU proporciona alimentaciéon de CC al sistema.

Ambar parpadeante

Indica que existe un problema con la fuente de alimentacion.
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Tabla 6. Resumen del indicador LED de la PSU (continuacion)

comportamiento del LED

Diagnéstico

Verde parpadeante

Cuando se agrega una fuente de alimentacion en caliente,

esto indica que la fuente de alimentacion tiene un error de
compatibilidad con la otra fuente de alimentacion (en términos de
eficiencia, caracteristicas, estado y voltaje compatible).

Mensajes de error de diagnodsticos

Tabla 7. Mensajes de error de diagnésticos

Mensajes de error

Descripcion

AUXILIARY DEVICE FAILURE

La superficie tactil o el mouse externo pueden estar defectuosos.
Si el raton es externo, compruebe la conexion del cable. Active la
opcion Pointing Device (Dispositivo apuntador) en el programa
de configuracion del sistema.

BAD COMMAND OR FILE NAME

Asegurese de que ha escrito el comando correctamente, ha
colocado los espacios en la posicion correcta y ha utilizado el
nombre de ruta correcto.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE

Error de la memoria caché primaria interna del microprocesador.
Péngase en contacto con Dell.

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE

La unidad 6ptica no responde a los comandos del equipo.

DATA ERROR

La unidad de disco duro no puede leer los datos.

DECREASING AVAILABLE MEMORY

Uno o méas mddulos de memoria pueden ser defectuosos o
estar asentados incorrectamente. Vuelva a instalar los méddulos de
memoria y, si es necesario, reemplacelos.

DISK C: FAILED INITIALIZATION

Fallé el inicio de la unidad de disco duro. Ejecute las pruebas de
disco duro en Dell Diagnostics (Diagndsticos Dell).

DRIVE NOT READY

Para que se lleve a cabo la operacion, es necesario que haya una
unidad de disco duro en el compartimento antes de que pueda
continuar. Instale una unidad de disco duro en el compartimento de
la unidad de disco duro.

ERROR READING PCMCIA CARD

El equipo no puede identificar la tarjeta ExpressCard. Vuelva a
insertar la tarjeta o pruebe con otra tarjeta.

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED

La cantidad de memoria registrada en la memoria no volétil
(NVRAM) no coincide con el médulo de memoria instalado en
el equipo. Reinicie la computadora. Si vuelve a aparecer el error,
comuniquese con Dell.

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

El archivo que esta intentando copiar es demasiado grande y no
cabe en el disco, o el disco esta lleno. Pruebe a copiar el archivo en
otro disco o en un disco con mayor capacidad.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING
CHARACTERS: \ / <> ] -

*x o n

No utilice estos caracteres en nombres de archivo.

GATE A20 FAILURE

Puede que uno de los mddulos de memoria esté suelto. Vuelva a
instalar el médulo de memoria vy, si es necesario, reemplacelo.

GENERAL FAILURE

El sistema operativo no puede ejecutar el comando. El mensaje
suele aparecer seguido de informacion especifica. Por ejemplo:
Printer out of paper. Take the appropriate
action. (Impresora sin papel. Realice la accion correspondiente).

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR

El ordenador no puede identificar el tipo de unidad. Apague el
equipo, extraiga la unidad de disco duro e inicie el equipo desde una

86 Solucién de problemas




Tabla 7. Mensajes de error de diagnésticos (continuacion)

Mensajes de error

Descripcién

unidad Optica. Después apague el equipo, vuelva a instalar la unidad
de disco duro y reinicielo. Ejecute las pruebas de disco duro en
Dell Diagnostics (Diagndsticos Dell).

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE O

La unidad de disco duro no responde a los comandos del
ordenador. Apague el equipo, extraiga la unidad de disco duro e
inicie el equipo desde una unidad éptica. Después apague el equipo,
vuelva a instalar la unidad de disco duro y reinicielo. Si el problema
persiste, utilice otra unidad. Ejecute las pruebas de disco duro en
Dell Diagnostics (Diagndsticos Dell).

HARD-DISK DRIVE FAILURE

La unidad de disco duro no responde a los comandos del
ordenador. Apague el equipo, extraiga la unidad de disco duro e
inicie el equipo desde una unidad optica. Después apague el equipo,
vuelva a instalar la unidad de disco duro y reinicielo. Si el problema
persiste, utilice otra unidad. Ejecute las pruebas de disco duro en
Dell Diagnostics (Diagnésticos Dell).

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

La unidad de disco duro puede estar defectuosa. Apague el equipo,
extraiga la unidad de disco duro e inicie el equipo desde una

unidad Optica. Después apague el equipo, vuelva a instalar la unidad
de disco duro y reinicielo. Si el problema persiste, utilice otra
unidad. Ejecute las pruebas de disco duro en Dell Diagnostics
(Diagnésticos Dell).

INSERT BOOTABLE MEDIA

El sistema operativo estd intentando iniciar un soporte multimedia
que no es de inicio, como una unidad éptica. Insert bootable media
(Introduzca un medio de arranque).

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

La informacién de configuracion del sistema no coincide con

la configuracion de hardware. Es més probable que el mensaje
aparezca tras instalar un médulo de memoria. Corrija las opciones
adecuadas en el programa Configuracion del sistema.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE

Para teclados externos, compruebe la conexion del cable. Ejecute
la prueba de controladora del teclado en Dell Diagnostics
(Diagnésticos Dell).

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE

Para teclados externos, compruebe la conexion del cable. Reinicie
el ordenador vy evite tocar el teclado o el ratén durante la rutina
de inicio. Ejecute la prueba de controladora del teclado en Dell
Diagnostics (Diagnésticos Dell).

KEYBOARD DATA LINE FAILURE

Para teclados externos, compruebe la conexion del cable. Ejecute
la prueba de controladora del teclado en Dell Diagnostics
(Diagnésticos Dell).

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE

Para teclados externos, compruebe la conexion del cable. Reinicie
el ordenador y evite tocar el teclado o las teclas durante la

rutina de inicio. Ejecute la prueba de tecla bloqueada en Dell
Diagnostics (Diagnésticos Dell).

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Dell MediaDirect no puede comprobar las restricciones de la
Gestion de derechos digitales (DRM por sus siglas en inglés) en
el archivo, por lo que el archivo no puede reproducirse.

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

Puede que haya un médulo de memoria dafiado o insertado
incorrectamente. Vuelva a instalar el médulo de memoria y, si es
necesario, reemplacelo.

MEMORY ALLOCATION ERROR

El software que intenta ejecutar esta en conflicto con el sistema
operativo, con otro programa de aplicacion o con una utilidad.
Apague el equipo, espere 30 segundos y reinicielo. Vuelva a
ejecutar el programa. Si sigue apareciendo el mensaje de error,
consulte la documentacion del software.
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Tabla 7. Mensajes de error de diagnésticos (continuacion)

Mensajes de error

Descripcién

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

Puede gue haya un médulo de memoria dafiado o insertado
incorrectamente. Vuelva a instalar el médulo de memoria y, si es
necesario, reemplacelo.

VALUE EXPECTING VALUE

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ |[Puede que haya un mddulo de memoria dafiado o insertado

VALUE EXPECTING VALUE incorrectamente. Vuelva a instalar el médulo de memoria y, si es
necesario, reemplacelo.

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ Puede que haya un médulo de memoria dafiado o insertado

incorrectamente. Vuelva a instalar el médulo de memoria y, si es
necesario, reemplacelo.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE

El ordenador no puede encontrar la unidad de disco duro. Si el
dispositivo de inicio es la unidad de disco duro, asegurese de que
la unidad esta instalada, insertada correctamente y dividida en
particiones como dispositivo de inicio.

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE

El sistema operativo podria estar dafiado. Péngase en contando
con Dell.

NO TIMER TICK INTERRUPT

Un chip de la placa base puede estar defectuoso. Ejecute
las pruebas de Ajuste del sistema en Dell Diagnostics
(Diagnésticos Dell).

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES.
PROGRAMS AND TRY AGAIN

EXIT SOME

Tiene demasiados programas abiertos. Cierre todas las ventanas y
abra el programa que desea utilizar.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND

Reinstalar el sistema operativo. Si el problema persiste,
comuniquese con Dell.

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM

La ROM opcional ha fallado. Comuniquese con Dell.

SECTOR NOT FOUND

El sistema operativo no puede encontrar un sector de la unidad

de disco duro. Probablemente la unidad de disco duro tenga

una tabla de asignacion de archivos (FAT) o un sector dafiado.
Ejecute la utilidad de comprobacion de errores de Windows para
comprobar la estructura de archivos de la unidad de disco duro.
Consulte la Ayuda y soporte técnico de Windows para obtener
instrucciones (haga clic en Inicio > Ayuda y soporte técnico). Si
hay un gran nimero de sectores defectuosos, haga una copia de
seguridad de los datos (si es posible) y después vuelva a formatear
la unidad de disco duro.

SEEK ERROR

El sistema operativo no puede encontrar una pista especifica en la
unidad de disco duro.

SHUTDOWN FAILURE

Un chip de la placa base puede estar defectuoso. Ejecute
las pruebas de Ajuste del sistema en Dell Diagnostics
(Diagnésticos Dell). Si vuelve a aparecer el mensaje,
comuniquese con Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER

Los valores de configuracion del sistema estan dafiados. Conecte
el ordenador a una toma de alimentacion eléctrica para cargar

la bateria. Si el problema continla, trate de restaurar los datos
entrando en el programa de configuracion del sistema y saliendo
inmediatamente. Si vuelve a aparecer el mensaje, comuniquese
con Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED

Puede que haya que recargar la bateria de reserva que resguarda
los valores de configuracion del sistema. Conecte el ordenador a
una toma de alimentacion eléctrica para cargar la bateria. Si el
problema persiste, comuniquese con Dell.

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM
SETUP PROGRAM

La hora o la fecha en la informacion de configuracion del sistema
no coinciden con el reloj del sistema. Corrija los valores de las
opciones Data and Time (Fecha y hora).
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Tabla 7. Mensajes de error de diagnésticos (continuacion)

Mensajes de error

Descripcién

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED

Un chip de la placa base puede estar defectuoso. Ejecute
las pruebas de Ajuste del sistema en Dell Diagnostics
(Diagnésticos Dell).

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE

La controladora del teclado puede ser defectuosa o el mddulo
de memoria puede estar suelto. Ejecute las pruebas de memoria
del sistema y la prueba de controladora del teclado en Dell
Diagnostics (Diagndstico Dell) o comuniquese con Dell.

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY

Inserte un disco en la unidad y vuelva a intentarlo.

Mensajes de error del sistema

Tabla 8. Mensajes de error del sistema

Mensaje de sistema

Descripcién

Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn]. For
help in resolving this problem, please note
this checkpoint and contact Dell Technical
Support

El equipo no pudo completar la rutina de inicio tres veces
consecutivas a causa del mismo error.

CMOS checksum error

RTC se ha restablecido, se ha cargado la configuracion del BIOS
predeterminada.

CPU fan failure

El ventilador de la CPU presenta una anomalia.

System fan failure

El ventilador del sistema presenta una anomalia.

Hard-disk drive failure

Posible fallo de la unidad de disco duro durante la POST.

Keyboard failure

Cable suelto o falla del teclado Si colocar de nuevo el cable no
resuelve el problema, reemplace el teclado.

No boot device available

No existe ninguna particion de inicio en la unidad de disco duro, el

cable de la unidad de disco duro esté suelto o bien no existe ningun

dispositivo de inicio.

e Sila unidad de disco duro es el dispositivo de inicio, asegurese
de que los cables estan conectados y de que la unidad
est4 instalada correctamente y dividida en particiones como
dispositivo de inicio.

e Entre en el programa Configuracion del sistema y asegUrese de
que la informacion de la secuencia de inicio es correcta.

No timer tick interrupt

Puede que haya un error de funcionamiento de un chip de la placa
base o un fallo en la placa base.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has
reported that a parameter has exceeded its
normal operating range. Dell recommends that
you back up your data regularly. A parameter
out of range may or may not indicate a
potential hard drive problem

Error de S.M.A.R.T., posible error de la unidad de disco duro
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Configuracion de RAID con Intel RSTe

Configuracion de RAID mediante la utilidad de configuracion de OROM
heredada

Durante las POST, cuando se esta cargando el ROM de opcién de Intel RSTE, presione CTRL+| en el teclado para ingresar en la utilidad
de configuracion de Intel® RSTE. Una vez dentro del OROM, el usuario puede navegar por medio de las flechas arriba (1) y abajo (V) que
se encuentran en el teclado. Puede utilizar ESC para salir del OROM vy reiniciar el sistema. ENTER se utiliza para seleccionar la opcién del
menU seleccionada actualmente. Estas opciones también se describen en la parte inferior de la pantalla.

Creacion de un volumen RAID

Ingrese en el OROM heredado de Intel RSTe: Durante las POST, cuando se esta cargando el ROM de opcién Intel RSTE, presione CTRL+|
en el teclado para ingresar en la utilidad de configuracion de Intel RSTE.

®| NOTA: Si hay una sola unidad conectada, el OROM heredado de Intel RSTe no se muestra durante el arranque.

e Creacion de una matriz RAID: Vaya a la opcién 1 "Create RAID Volume" (Crear volumen RAID) y presione la tecla "ENTER". Aparece
la siguiente pantalla
rage Technology enterprise - SATA Option ROM - 5.3.0.1652
C) 2083-17 Intel Corporatio All ghts R .

Create RAID Uolume]

Z. Delete RAID Uolume
1
RAID Volumes:
None def ined

Physi

TypesStatus(Uol 1D)

(ti)-Select [ESC1-Exit [ENTER]-Select Menu

o Nombre del volumen RAID: El primer paso es proporcionar un nombre para la matriz RAID. Puede ser un nombre alfanumérico con
menos de 16 caracteres. Una vez que haya terminado, presione la tecla TAB para pasar al siguiente paso.
Intel(R) Rapid Storage Technology enterprise - SATA Option ROM - 5.3.8.1052

Copyright(C) 2003-17 Intel Corporation. ALl Rights Reserved.
—_— 1

Enter a unigque volume name that has no special characters and is
16 characters or less.

[Ti]Change [TAB1-Next [ESCI]-Previous Memu [ENTER]-Select

e Seleccionar un nivel de RAID: El siguiente paso es elegir el nivel de RAID que desea configurar. Use las teclas de flecha Ty { del
teclado para seleccionar diferentes opciones. Una vez que elija el nivel de RAID deseado, pulse la tecla TAB para pasar al siguiente
paso.

NOTA: Segun la cantidad de unidades conectadas al sistema, las opciones de RAID pueden ser limitadas. RAIDO requiere un minimo
de 2 unidades. RAID1 esta limitado a 2 unidades. RAID5 requiere un minimo de 3 unidades. RAID10 requiere un minimo de 4 unidades.

e Seleccionar los discos: El siguiente paso es seleccionar los discos que se utilizaran en este volumen. Si la siguiente opcién no esta
seleccionada, presione la tecla TAB hasta que esta quede resaltada y, a continuacion, presione ENTER.
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Intel(R) Rapid Storage Technology enterprise - SATA Option ROM - 5.3.0.1052
Copyright(C) 2003-17 Intel Corporatiom. All Rights Reserved.
[

Press ENTER to select the physical disks to use.

[T41Change [TAB1-Next [ESC1-Previous Menu [ENTERI-

@ NOTA: Si sélo tiene la cantidad minima de discos instalados para el nivel de RAID seleccionado, la opcidn Select Disks (Seleccionar

discos) no estara visible, ya que los discos se seleccionan automaticamente. En este escenario, todos los discos incluidos se incluirian
en la matriz RAID.

Ahora, se mostrara una pantalla similar a la que aparece a continuacion. Puede utilizar las teclas de flecha T y | del teclado para
desplazarse entre las diferentes unidades. Utilice la barra espaciadora para seleccionar las unidades que desea utilizar para el volumen
RAID. Utilice la tecla ENTER para terminar este paso. Presione la tecla TAB para pasar al siguiente paso. Se mostrara un pequefio
indicador de color verde junto a las unidades seleccionadas como se muestra a continuacion.
Intel(R) Rapid Storage ology enterprise - SATA Optiom ROM - 5.3.08.1052
Copyright(C) 2003-17 Intel Corporation. lR]l Rights Reserved.
(! ]

Drive Model Serial #

Select 2 to 8 disks to use in creating the volume.

==[11]-Prevs/Next [SPACE]-SelectDisk [ENTERI]-Done:
Pr ENTER to select the physical disks to use.

[t1]1Change [TAB1-Next [ESCl1-Previous Menu [ENTER]-Select

Seleccionar el tamaiio de la franja y la capacidad (opcional): Puede ajustar el tamario de la franja en funciéon del escenario de
uso. Esto depende completamente del usuario segun el tamafio de la franja que podria proporcionar el mayor beneficio para el modelo
de uso. La seccién de capacidad de este menu se rellena automaticamente con la capacidad méxima disponible en funcion de la
combinacion del nivel de RAID elegido, y la capacidad real de la unidad. El usuario puede ajustarla si asi lo desea.

Crear volumen: Crear volumen Una vez que haya completado los pasos descritos anteriormente, presione la tecla TAB nuevamente
para ir a la opcion "Create Volume" (Crear volumen), como se muestra a continuacion.

Intel(R) Rapid Storage Technology erpri SATA Option ROM - 5.3.0.1052
Copyright(C) 2063-17 Intel i All Rights Reserved.
[ 1

Name: Uolumed
RAID Level: RAIDO
Di

Press ENTER to create the specified volume.

[ti]Change [TAB1-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

Confirmacioén: Presione ENTER para seleccionar esta opcion. Se mostrara una advertencia que indica que se perderan todos los
datos en las unidades cuando se cree la matriz RAID. Si est4 listo, presione la tecla Y para crear el volumen RAID.
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Intel(R) Rapid Storage Technology enterprise - SATA Option ROM - 5.3.0.1052
Copyright(C) 2803-17 Intel Corporation. A1l Rights Reserved.
[

Name: Uolume®
RAID Leve RAIDO(S

Press ENTER to create the specified volume.

[t41Change  [TABI-Next [ESC1-Previous Menu [ENTER]-Select

e Finalizacion: Regresara a la pagina de inicio. Si el volumen RAID se creb correctamente, lo vera en la lista, y el estado de la unidad
para las unidades miembros también habra cambiado. Consulte la seccidn a continuacion para crear un RAIDO simple a partir de dos
HDD de 500 GB.

Intel(R) Rapid Storage Technology enterprise - SATA Option ROM - 5.3.0.1052
Copyright(C) 2003-17 Intel Corporation. fAll Rights Reserved.
=L 1

. Create RAID Uolume]

3
2. Delete RAID Volume 4. Hark
5

! 1
RAID Volumes:
1D Name Level Size Status Bootable
] Uo lumet RAIDB(Stripe) 1GB e

Physical De s:
1D Device Model Serial # Type-Status(Ual 1D)
Mz 3

[Ti1-Select [ESC1-Exit [ENTER1-Select Menu

Eliminacion de un volumen RAID

e Ingresar al OROM heredado de Intel RSTE: Durante las POST, cuando se est4 cargando el ROM de opcién de Intel RSTE, presione
CTRL+l en el teclado para ingresar en la utilidad de configuracion de Intel® RSTE.
e Eliminacién de un volumen RAID: Vaya a la opcion 2 "Delete RAID Volume" (Eliminar volumen RAID) mediante las teclas de flecha T
y L y presione la tecla "ENTER".
Intel(R) Rapid Storage Technology enterprise - SATA Option ROM - 5.3.0.1052
Copyright(C) 2003-17 Intel Corporation All Rights Reserved

1. Create RAID Volume 3. to Non-RAID

2. Delete RAID Uolume H are

[
RAID Uolumes
1 Name Level e Status Bootable
Uo lume® RAIDO(Stripe 184 . 9GB Ye

Physical Devices:

ID  Device Model Serial # Type-Status(Vol 1D)
1] SHIBA DTO1ACAL MZ3MS

I1BA MQO1ACFO °
TOSHIBA MQO1ACFE

[t41-Select  [ESCI-Exit [ENTER]-Select Menu

e Elegir el volumen para eliminar: Se mostrar4 la siguiente pantalla. Utilice las teclas de flecha 1T y I nuevamente para seleccionar
el volumen RAID que desea eliminar. Una vez que lo haya seleccionado, presione el botdn DEL (Eliminar) en el teclado para eliminar el
volumen.
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Intel(R) Rapid Storage Techwology enterprise - SATA Option ROM - 5.3.0.1052
Copyright(C) 2003-17 Intel Corporation. ALl Rights Reserved.

Bootable

Deleting a volume will reset the disks to wmon-RAID.

ALL DISK DATA WILL BE DELETED.

[ti)Select [ESC]-Previous Henu [DEL)-Delete Volume

e Confirmacion: Hay un paso de confirmacion antes de confirmar la eliminacion. Una vez que complete este paso, se eliminaran todos
los datos contenidos en los discos. Si esta seguro de que desea continuar, presione la tecla Y en el teclado.

Intel(R) Rapid Storage Technology enterpris SATA Option ROM - 5.3.0.1852
«

Copyright(C) 2603-17 Intel Corporation. All Rights Reserved.
1

!
Name Level Drives Ca
Uo lume® RAIDO(Stripe) 2 884 .9GB Normal Yes

fAre you sure you want to delete "Volume®"7 (Y/N):

Deleting a volume will reset the dis to mon-RAID.

ALL DISK DATA WILL BE DELETED.

[(Ti1Select (ESC1-Previous Menu [DEL]-Delete Uolume

e Cuando finalice la eliminacion correctamente, regresaré a la pantalla de inicio original.

Configuracion de RAID mediante UEFI-HII

city Status Bootable

Cuando el modo de arranque UEFI esté habilitado y el ROM de opcién heredado esté deshabilitado, el usuario no vera el ROM de opcién de

Intel RSTE durante el arranque del sistema. En su lugar, para crear volimenes RAID, debe presionar F12 -> menu "Device Configuration"

(Configuracion de dispositivos).

Creacion de un volumen RAID

Ingresar en el meni Boot Options (Opciones de arranque): Durante las POST del sistema, presione el menu F12 cuando se esté

cargando el logotipo de Dell. Vera una barra de progreso si su ingreso se realizé correctamente. Ahora, se mostrara un menu similar al que

aparece a continuacion.

e Acceso a la utilidad de configuracion del dispositivo: Mediante las teclas de flecha T y |, vaya a Device Configuration
(Configuracion del dispositivo), y presione la tecla ENTER en el teclado. Segun los dispositivos que tenga instalados en el sistema, vera
diferentes opciones a las que se muestran a continuacion. Puede utilizar las teclas de flecha izquierda y derecha para ir a los diferentes

dispositivos que tenga instalados en el sistema.
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» Create RAID Volume

Navegacion dentro de la utilidad de configuracén del dispositivo: Una vez dentro de la controladora SATA de Intel RSTe, el
usuario puede desplazarse mediante las flechas arriba (1) y abajo ({') que se encuentran en el teclado. Puede utilizar ESC para salir
del dispositivo y regresar al menu Boot Options (Opciones de arranque). Utilice ENTER para seleccionar los opcién de menu resaltada
actualmente. Estas opciones también se describen en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Creacion de un volumen RAID: Vaya a la opcion "Create RAID Volume" (Crear volumen RAID) y presione la tecla "ENTER". Se
mostrara la siguiente pantalla.

Volumeo

Nombre del volumen RAID: Nombre del volumen RAID: El primer paso es proporcionar un nombre para la matriz RAID. Puede ser
un nombre alfanumérico con menos de 16 caracteres. Una vez que haya terminado, presione la tecla de flecha abajo para pasar al
siguiente paso.

Seleccionar un nivel de RAID: El siguiente paso es elegir el nivel de RAID que desea configurar. Use las teclas + y - del teclado para
seleccionar diferentes opciones. Una vez que elija el nivel de RAID deseado, pulse la tecla TAB para pasar al siguiente paso.

@ NOTA: Segun la cantidad de unidades conectadas al sistema, las opciones de RAID pueden ser limitadas. RAIDO requiere un minimo

de 2 unidades. RAID1 est4 limitado a 2 unidades. RAID5 requiere un minimo de 3 unidades. RAID10 requiere un minimo de 4 unidades.

Seleccionar los discos: El siguiente paso es seleccionar los discos que se utilizaran en este volumen. Utilice las teclas de flecha arriba
y abajo para navegar hasta los diferentes discos. Utilice las teclas + y - para seleccionar (+) o anular la seleccion (--) de una unidad
como disco miembro para el volumen RAID.

Fart 3, TOSHIB
SM:TETVCDALT,

@ NOTA: Se mostrara una pequefia X junto a las unidades seleccionadas como se muestra anteriormente. Las unidades que ya forman

99

parte de un volumen existente no apareceran en esta lista. Tendra que eliminar el volumen existente si desea utilizar dichas unidades
dentro de un nuevo volumen RAID.
Seleccionar el tamafio de la franja y la capacidad (opcional): Puede ajustar el tamafio de la franja en funcién del escenario de
uso. Esto depende completamente del usuario segun el tamafio de la franja que podria proporcionar el mayor beneficio para el modelo

de uso. La seccion de capacidad de este menu se rellena automaticamente con la capacidad méaxima disponible en funcion de la
combinacion del nivel de RAID elegido, y la capacidad real de la unidad. El usuario puede ajustarla si asi lo desea.
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e Crear volumen: Una vez que haya completado los pasos descritos anteriormente, presione la tecla abajo nuevamente para ir a la
opcion "Create Volume" (Crear volumen), como se muestra a continuacion.

Intel(R) RSTe SATA Controller

Create RATD Volume

Name :
RAID Level:

Select Disks:

Port 0, TOSHIBA DTO1ACALOO
SN:ZEDSMZIMS, 931.5GB
Port 2, TOSHIBA MQO1ACFOSO
SN:iSEGPCSIVT, 465.8GB
Port 3, TOSHIBA MQO1ACFOSO
SN:TETYCOALT, 465.8GB

strip sizes
Capacity (MB):

Vo lumeo
[RAIDO(STripe)]

(8]
(€3]
(631

[128KB]
206175

Create a volume with the
settings specified above

++: select screen

Ti: Select Item
Enter: Select

+/=% Change Opt.

F1: General Help

F2: Previous values
F3: Optimized Defaults
F4: save 8 Exit

ESC: Exit

e Confirmacion: Presione ENTER para seleccionar esta opciéon. Se mostrara una advertencia que indica que se perderan todos los

datos en las unidades cuando se cree la matriz RAID. Si esta listo, presione la tecla Y para crear el volumen RAID.
e Finalizacion: Regresara a la pagina de inicio. Si creo el volumen RAID correctamente, deberia verlo en la lista, y las unidades incluidas

en el volumen RAID ya no estén presentes en la lista de discos fisicos no RAID. Consulte la seccién a continuacion para crear un RAIDO

simple a partir de dos HDD de 500 GB.

Intel(R) RSTe SATA Controller

Intel(R) RSTe 5.3.0.1052 SATA Driver

RATD Vo!

Lumes :
> volumeo, RAIDO(Stripe), ©64.9G8, Normal

Non-RAID Physical Disks:

> Port 0, TOSHIBA DTOLACA100 SN:ZEDSMZIMS, 331.5GB

This page allous you to create
& RAID volume

4+ Select Screen
TL. Celert Trem

Eliminacion de un volumen RAID

e Ingresar en el mena Boot Options (Opciones de arranque): Durante las POST del sistema, presione el ment F12 cuando se esté
cargando el logotipo de Dell. Veréa una barra de progreso si su ingreso se realizd correctamente. Ahora, se mostrara un menu similar al
que aparece a continuacion.

e Eleccién del volumen RAID correcto: ingrese en el menu Device Configuration (Configuracion del dispositivo) como se muestra en
el paso Creacion de un volumen RAID. Cuando se encuentre en el menu Device Configuration (Configuracion del dispositivo), utilice las

teclas de flecha arriba y abajo para obtener informacion adicional de los diversos volimenes RAID. Una vez que haya seleccionado el
volumen RAID que desea eliminar, presione la tecla ENTER en el teclado.

Solucion de problemas

95



pe), B84.9G8, Normal

e Eliminar volumen: Se mostraré la siguiente pantalla. Utilice las teclas de flecha Ty { para desplazarse a través de las diferentes
opciones dentro del mend. También puede seleccionar los discos individuales y preisonar ENTER para ver informacion adicional de los
discos. Cuando esté listo para eliminar el volumen, vaya a la opcién Delete (Eliminar), como se muestra a continuacion, y presione
ENTER en el teclado.

e Confirmacion: Hay un paso de confirmacién antes de confirmar la eliminacién. Una vez que complete este paso, se eliminaran todos
los datos contenidos en los discos. Si esta seguro de que desea continuar, vaya a Yes (Sf) mediante las teclas de flecha arriba y abajo, y
presione ENTER.

e Finalizacion: Cuando finalice la eliminacion correctamente, regresaré a la pantalla de inicio original.

Opciones de recuperacion y medios de respaldo

Se recomienda crear una unidad de recuperacién para solucionar los problemas que pueden producirse con Windows. Dell propone
multiples opciones para recuperar el sistema operativo Windows en su PC de Dell. Para obtener mas informacion, consulte Opciones de
recuperacion y medios de respaldo de Windows de Dell.
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Ciclo de apagado y encendido de wifi

Sobre esta tarea

Si la computadora no puede acceder a Internet debido a problemas de conectividad de wifi, se puede realizar un procedimiento de ciclo de
apagado y encendido de wifi. El siguiente procedimiento ofrece las instrucciones sobre como realizar un ciclo de apagado y encendido de
wifi:

®| NOTA: Algunos proveedores de servicios de Internet (ISP) proporcionan un dispositivo combinado de médem/enrutador.

Pasos

Apague el equipo.

Apague el médem.

Apague el enrutador inaldmbrico.
Espere 30 segundos.

Encienda el enrutador inaldmbrico.
Encienda el médem.

NOoO oA NS

Encienda la computadora.

Solucién de problemas 97



Obtencion de ayuda y contacto con Dell

Recursos de autoayuda

Puede obtener informacién y ayuda sobre los productos y servicios de Dell mediante el uso de estos recursos de autoayuda en linea:

Tabla 9. Recursos de autoayuda

Recursos de autoayuda

Ubicacion de recursos

Informacioén sobre los productos y servicios de Dell

www.dell.com

Mi Dell

Sugerencias

k3

Comunicarse con Soporte

En la busqueda de Windows, ingrese Contact Supporty
presione Entrar.

Ayuda en linea para el sistema operativo

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informacién sobre solucion de problemas, manuales de usuario,
instrucciones de configuracion, especificaciones del producto,

etc.

blogs de ayuda técnica, controladores, actualizaciones de software,

www.dell.com/support

Avrticulos de la base de conocimientos de Dell para diferentes
inquietudes de la computadora.

1. Vaya a https://www.dell.com/support/home/?
app=knowledgebase.

2. Ingrese el asunto o la palabra clave en el cuadro Search
(Buscar).

3. Haga clic en Search (Buscar) para recuperar los articulos
relacionados.

Aprenda y conozca la siguiente informacion sobre su producto:
Especificaciones de producto

Sistema operativo

Ajuste y uso de su producto

Respaldo de datos

Soluciéon de problemas y diagnéstico

Restauracion de la configuracion de fébrica y del sistema
Informacién del BIOS

Consulte Mi Dell y yo en www.dell.com/support/manuals.

Para localizar Mi Dell y yo relevante a su producto, identifique su
producto mediante una de las siguientes opciones:

Seleccione Detectar producto.
Localice su producto a través del menu desplegable en Ver
productos.

e Ingrese el Namero de etiqueta de servicio o la ID de
producto en la barra de blsqueda.

Como ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, el soporte técnico o el servicio al cliente, consulte

www.dell.com/contactdell.

@ NOTA: Puesto que la disponibilidad varia en funcion del pais y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en

Su area.
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https://www.dell.com
https://www.dell.com/support/windows
https://www.dell.com/support/linux
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase
https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase
https://www.dell.com/support/manuals
https://www.dell.com/contactdell

@ NOTA: Si no dispone de una conexién a Internet activa, puede encontrar informacién de contacto en la factura de compra, en el

albaran o en el catdlogo de productos de Dell.
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